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1

Manipulacien del equipo

Temas:

Precauciones de seguridad

Antes de manipular el interior del equipo
Despu...s de manipular el interior del equipo

Precauciones de seguridad

En el capetulo Precauciones de seguridad, se detallan los principales pasos que se deben seguir antes de efectuar cualquier instrucci,n de
desmontaje.

Antes de realizar cualquier procedimiento de instalaci,n o correcci,n que impligue montaje o desmontaje, tenga en cuenta las siguientes
precauciones de seguridad:

Apague el sistema y todos los perif...ricos conectados.

Desconecte el sistema y todos los perif...ricos conectados de la alimentaci,n de CA.

Desconecte todos los cables de red, tel...fono y lsneas de telecomunicaciones del sistema.

Utilice un kit de servicio sobre el terreno contra descargas electrost,ticas al trabajar en el interior de cualoprigtil para evitar datos
por descarga electrost,tica (ESD).

Despu...s de extraer un componente cualquiera del sistema, col,quelo con cuidado encima de una alfombrilla antiest,tica.
Use zapatos con suelas de goma no conductora para reducir la posibilidad de electrocuci,n.

Alimentacien en modo de espera

Los productos Dell con energea en modo de espera deben estar desenchufados antes de abrir el gabinete. Los sistemas que incorporan
energea en modo de espera b,sicamente se cargan mientras est,n apagados. La alimentaci,n interna permite que el sistema se encienda de
manera remota (Wake on LAN) o permanezca inactivo en modo de reposo. Adem,s, ofrece otras funciones avanzadas de administraci,n de
energea.

Desconectar, mantener presionado el bot,n de encendido durante 15 segundos descarga la energea residual de la platzptmse.

Bonding (Enlaces)

Bondinges un m...todo para conectar dos o m,s conductores de toma a tierra al mismo potencial el...ctrico. Esto se realiza a trav...s del uso
de un kit de servicio sobre el terreno contra descargas electrost,ticas (ESD). Cuando conecte un cable de enlace, aseg%orese de que est...
conectado directamente al metal y nunca a usaperfcieno met,lica o pintada. La mutequera debe estar ajustada y en pleno contacto

con la piel. Adem,;s, aseg%orese de quitarse todas las joyas, como relojes, pulseras o anillos, antes de enlazar su cuerpo con el equipo.

Proteccien contra descargas electrosttticas (ESD)

Las descargas electroest,ticas son una preocupaci,n mayor al manipular componentes electr,nicos, especialmente los componentes
sensibles, como las tarjetas de expansi,n, los procesadores, los m,dulos DIMM de memoria y las placas base. Cargas muy pequetas puedel
datar los circuitos de maneras que pueden no ser evidentes, como problemas intermitentes o un persodo de vida acortado del producto.



Dado que el sector exige requisitos de alimentaci,n menores y mayor densidad, la protecci,n contra cargas electroest,ticas es una
preocupaci,n creciente.

Debido a la mayor densidad de los semiconductores utilizados en los productos Dell recientes, la sensibilidad a los datos causados por la
est,tica es ahora m,s alta que en los productos Dell anteriores. Por este motivo, algunos m...todos de manipulaci,n de piezas previamente
aprobados ya no son vigentes.

Hay dos tipos de datos reconocidos por descarga electrost,tica: errores graves e intermitentes.

Graves: Los errores graves representan aproximadamente un 20 % de los errores relacionados con descargas electroest,ticas. El dato

provoca una inmediata y completa p...rdida de funcionalidad del dispositivo. Un ejemplo de error grave serea un DIMM de memoria que
ha recibido una descarga est,tica, genera inmediatamente un sentoma "Sin POST/sin vedeo" y emite un c,digo de sonido para indicar la

falta de memoria o la existencia de memoria que no funciona.

Intermitentes: Los errores intermitentes representan aproximadamente un 80% de los errores relacionados con descargas
electroest,ticas. La alta tasa de errores intermitentesgnif caque, la mayor parte del tiempo, cuando se producen datos no se

reconocen inmediatamente. EI m,dulo DIMM recibe una descarga est,tica, pero el seguimiento simplemente se debilita y no produce de
inmediato sentomas externos relacionados con el dato. El seguimiento debilitado puede tardar semanas o meses en desaparecer y,
mientras tanto, puede provocar degradaci,n de la integridad de memoria, errores de memoria intermitentes, etc.

El tipo de dato m,s difecil reconocer y solucionar es el intermitente (tambi...n denominado error latente o "heridas").

Siga los siguientes pasos para evitar datos por descargas electrost,ticas:
~ Utilice una mutequera de descarga electrost,tica (ESD) correctamente conectada a tierra. Ya no se permite el uso de mutequeras
antiest,ticas inal,mbricas porque no proporcionan protecci,n adecuada. Tocar el chasis antes de manipular las piezas no garantiza la
protecci,n ante ESD adecuada en las piezas que son m,s sensibles ante posibles datos por descarga electrost,tica.

Manipule todos los componentes sensibles a la est,tica en una zona segura para est,tica. Si es posible, utilice almohadillas antiest,ticas
sobre el suelo y el ,rea de trabajo.

Cuando desembale un componente sensible a la est,tica de la caja de enveo, no lo saque del material de embalaje antiest,tico hasta que
est... listo para instalar el componente. Antes de abrir el embalaje antiest,tico, aseg%orese de descargar la electricidad est,tica de su
cuerpo.

Antes de transportar un componente sensible a la electricidad est,tica, col,quelo en un contenedor antiest,tico o embalaje antiest,tico.

Kit de servicio sobre el terreno contra descargas
electrostiticas

El kit de servicio sobre el terreno sin supervisi,n es el kit de servicio m,s utilizado. Cada kit sobre el terreno incluye tres componentes
principales: una alfombrilla antiest,tica, una mutequera y un cable de enlace.

Componentes de un kit de servicio sobre el terreno contra descargas
electrostfticas

Los componentes de un kit de servicio sobre el terreno contra descargas electrost,ticas son los siguientes:
~ Alfombrilla antiestitica: es disipativa y se pueden colocar piezas sobre ella durante los procedimientos de reparaci,n. Cuando se utiliza
una alfombrilla antiest,tica, la mutequera debe estar ajustada y el cable de enlace conectado a la alfombrilla y directamente a cualquier
metal del sistema en el que se est, trabajando. Una vez implementada correctamente, las piezas de repuesto pueden extraerse de la
bolsa antiest,tica y colocarse directamente sobre la alfombrilla. Los elementos sensibles a descargas electrost,ticas est,n seguros en su
mano, en la alfombrilla antiest,tica, en el sistema o en el interior de la bolsa.

Mu€equera y cable de enlace pueden conectarse directamente entre la muteca y el metal desnudo del hardware si no se necesita la
alfombrilla antiest,tica, o conectarse a la alfombrilla antiest,tica para proteger el hardware que se coloca temporalmente sobre ella. La
conexi,n fesica de la mutequera y el cable de enlace con la piel, la alfombrilla antiest,tica y el hardware se conocéaodireg Utilice
%onicamente kits de servicio en el terreno con una mutequera, una alfombrilla y un cable de enlace. Nunca utilice mutequeras
inal,mbricas. Tenga en cuenta que los cables internos de una mutequera pueden datarse debido al uso normal, por lo que deben
verif carseperi,dicamente con un probador de mutequeras para evitar posibles datos del hardware a causa de una descarga
electrost,tica. Se recomienda probar la mutequera y el cable de enlace como menimo una vez a la semana.

Probador de mu€equera antiestttica:los hilos internos de una mutequera antiest,tica son propensos a datarse con el tiempo. Cuando
se utiliza un kit sin supervisi,n, es una pr,ctica recomendable probar peri,dicamente la mutequera antes de cada llamada de servicio
y ,como menimo, una vez por semana. El probador de mutequera es el mejor m...todo para llevar a cabo esta prueba. Si no tiene su
propio probador de mutequera, consulte con sficinaregional para averiguar si tienen uno. Para realizar la prueba, conecte el cable de



enlace de la mutequera en el probador mientras est, sujeta a su muteca y presione el bot,n para realizar la prueba. Si la prueba resulta
satisfactoria, se enciende un LED verde; si la prueba falla, se enciende un LED rojo y suena una alarma.

Elementos aislantes es muy importante mantener los dispositivos sensibles a ESD, como las cajas de pl,stico de los disipadores de
calor, alejados de las piezas internas que son aislantes y, a menudo, est,n muy cargadas.

Entorno de trabajo: antes de implementar el kit de servicio sobre el terreno contra descargas electrost,ticas, eval%oe la situaci,n en el
emplazamiento del cliente. Por ejemplo, implementar el kit para un entorno de servidor es diferente que para un entorno de

computadora port,til 0 de escritorio Los servidores se encuentran, por lo general, instalados en un rack dentro de un centro de datos;

las computadoras de escritorio o port,tiles se encuentran, por lo general, en escritorios o cubeculogailea. Siempre se busca una

gran zona de trabajo nivelada libre de cables wiff cientementegrande como para implementar el kit antiest,tico con espacio adicional
para alojar el tipo de sistema que se est, reparando. El espacio de trabajo tambi...n debe estar libre de aislantes que pueden provocar ur
suceso de descargas electrost,ticas. En el ,rea de trabajo, los aislantes Scomo poliestireno y otros pl,sticosS deben estar por lo

menos a 12 pulgadas o 30 centemetros de distancia de las partes sensibles antes de manipular fesicamente cualquier componente de
hardware.

Embalaje antiestttico todos los dispositivos sensibles a descargas electrost,ticas deben ser transportados y recibidos en embalajes
antiest,ticos. Son preferibles las bolsas antiest,ticas met,licas. Sin embargo, siempre debe devolverse la pieza datada utilizando la
misma bolsa antiest,tica y el mismo embalaje en el que lleg, la pieza nueva. La bolsa antiest,tica debe doblarse y cerrarse con cinta
adhesiva, y debe utilizarse todo el material de embalaje de espuma de la caja original en la que lleg, la pieza nueva. Los dispositivos
sensibles a descargas electrost,ticas deben retirarse del embalaje solamente eswper f ciede trabajo protegida contra ESD, y las
piezas nunca deben colocarse encima de la bolsa antiest,tica porque solo el interior de la bolsa est, protegido. Siempre coloque las
piezas en la mano, en la alfombrilla antiest,tica, en el sistema o en el interior de una bolsa antiest,tica.

Transporte de componentes sensibles cuando transporte componentes sensibles a descargas electroest,ticas, como piezas de
reemplazo o piezas que hay que devolver a Dell, es muy importante que las coloque dentro de bolsas antiest,ticas para garantizar un
transporte seguro.

Resumen sobre la proteccien contra descargas elfctricas

Se recomienda que todos los t...cnicos de servicio sobre el terreno utilicen la mutequera antiest,tica tradicional con conexi,n a tierra y la
alfombrilla antiest,tica protectora siempre que reparen productos Dell. Adem,s, es fundamental que los t...cnicos mantengan las piezas
sensibles a descargas el...ctricas separadas de las piezas aislantes mientras realizan las reparaciones y que utilicen bolsas antiest,ticas par
transportar los componentes sensibles.

Transporte de componentes delicados

Cuando transporte componentes sensibles a descarga electroest,tica, como, piezas de reemplazo o piezas que hay que devolver a Dell, es
muy importante que las coloque dentro de bolsas antiest,ticas para garantizar un transporte seguro.

Elevacien del equipo

Siga las pautas que se indican a continuaci,n cuando deba levantar un equipo pesado:

No levante un peso superior a 50 libras. Siempre obtenga recursos adicionales o utilice un dispositivo mectnico
de elevacien.

1 Aseg%orese de tener un punto de apaofyone. Aleje los pies para tener mayor estabilidad y con los dedos hacia fuera.

Apriete los m%osculos del abdomen. Los m%.sculos del abdomen le proporcionar,n el soporte adecuado para la espalda y le ayudar,h a
compensar la fuerza de la carga.

3 Levante el equipo con la ayuda de las piernas, no de la espalda.
4  Mantenga la carga cerca del cuerpo. Cuanto m,s cerca est... a su columna vertebral, menos fuerza tendr, que hacer con la espalda.

5 Mantenga la espalda derecha cuando levante o coloque en el piso la carga. No agregue el peso de su cuerpo a la carga. Evite torcer su
cuerpo y espalda.

6  Sigalas mismas t...cnicas en orden inverso para dejar la carga.



Antes de manipular el interior del equipo

Aseg%orese de quedaperfciede trabajo sea planay est... limpia para evitar que se raye la cubierta del equipo.
Apague el equipo.
Si el equipo est, conectado a un dispositivo de acoplamiento (acoplado), desac,plelo.

A W N P

Desconecte todos los cables de red de la computadora (si est, disponible).

Si su computadora cuenta con un puerto RJ45, desconecte el cable de red pero, primero, debe
desenchufar el cable del equipo.

5 Desconecte su equipo y todos los dispositivos conectados de las tomas de alimentaci,n el...ctrica.
6 Abra la pantalla.
7 Mantenga presionado el bot,n de encendido durante varios segundos para conectar a tierra la placa base.

Para protegerse de las descargas elf ctricas, desconecte la computadora de la toma elf ctrica antes de
realizar el Paso n.” 8.

Para evitar descargas electrosttticas, descargue la electricidad estttica de su cuerpo mediante el uso de
un brazalete antiestttico o toque periedicamente una super...ciemettlica sin pintar al mismo tiempo que toca un
conector de la parte posterior del equipo.

8 Extraiga todas las tarjetas ExpressCard o inteligentes instaladas de sus ranuras.

Despufs de manipular el interior del equipo

Una vez fnalizadoel procedimiento de instalaci,n, aseg%o.rese de conectar los dispositivos externos, las tarjetas y los cables antes de
encender el equipo.

Para evitar da€os en la computadora, utilice %onicamente la baterta dise€aghpect...camentpara esta
computadora Dell. No utilice batertas dise€adas para otros equipos Dell.

1 Coloque la baterea.

Coloque la cubierta de la base.

3 Conecte los dispositivos externos, como un replicador de puerto o la base para medios y vuelva a colocar las tarjetas, como una tarjeta
ExpressCard.

4  Conecte los cables telef,nicos o de red al equipo.

Para conectar un cable de red, ench%ofelo primero en el dispositivo de red y, despufs, en el equipo.
5 Conecte el equipo y todos los dispositivos conectados a la toma el...ctrica.
6 Encienda el equipo.



Desmontaje y reensamblaje

Herramientas recomendadas

Los procedimientos de este documento requieren el uso de las siguientes herramientas:

Destornillador Phillips n%.m. O
Destornillador Phillips n%om. 1
Punta trazadora de pl,stico

@l NOTA: El destornillador n.” O es para tornillos 0-1 y el destornillador n” 1 es para tornillos 2-4

Lista del tama€o de los tornillos

Tabla 1. Lista del tama€o de los tornillos

Componente M2 x 2 M2x20D | Mx3 M2 x 4 M2,5 x M2,5x5 M2.0x5.5 | M3x3 2.0D
5(Ni) 25 0.8+2.2L
K 5D .8T
UC NL
Soporte de bisagra 2 8

izquierdo y derecho para
cubierta de LCD

Soporte de bisagra 2 6
izquierdo y derecho para
cubierta de LCD

M,dulo LCD a cubierta 4
LCD

TP DOME SUPP BRK a 2
reposamanos
CLICKPCB_SUPP_BRK_A 4

SSY a reposamanos

T...rmica (GPU) a placa 3
base (para DSC)

Soporte tipo C a placa 1
base

Soporte para HDD a 4
m,dulo de HDD

Entrada de CC a 1
reposamanos




v
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Placa base a reposamano

Bot,n de encendido a 1
reposamanos

Placa de alimentaci,n a 1
reposamanos

Placa de VGA a 2
reposamanos

Placa de WWAN a 2
reposamanos

Placa de E/S a 1
reposamanos

Soporte de bisagra 6
izquierdo y derecho a
reposamanos

Soporte para HDD a 4
reposamanos

VENTILADOR a 3
reposamanos

Baterea a reposamanos 5

M,dulo de WLAN a placa 1
base

M,dulo de WWAN a placa 1
de WWAN

SSD a reposamanos 1

Soporte de FP a 1
reposamanos

Bisagra izquierda +
derecha de la placa de la
base a reposamanos

Bandeja de la SIM

Desmontaje de la bandeja para tarjetas SIM: modelos con
WWAN

1 Siga el procedimiento que se describe émtes de manipular el interior de la computadora
2 Abra la cubierta de la ranura para tarjetas SIM en el lado derecho del sistema.



-
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3 Inserte la punta de un clip en efifciode la ranura de la bandeja para tarjetas SIM y, luego, tire para extraer la bandeja para tarjetas
SIM.

%"

Instalacien de la bandeja para tarjetas SIM (modelos con
WWAN)

1 Alinee la bandeja para tarjetas SIM con la ranura correspondiente y emp%eojela para insertarla.
2 Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas SIM.
3 Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo

Tarjeta SD (opcional)

La tarjeta SD es un componente opcional. Ver, una tarjeta SD solamente en los sistemas entregados con una tarjeta WWAN.

Desmontaje de la tarjeta SD (modelos con WWAN)

1 Siga el procedimiento que se describe émtes de manipular el interior de la computadora
2 Empuje la tarjeta SD para que la tarjeta SD salga de su ranura y, luego, extr,igala del sistema.



"

Instalacien de la tarjeta SD (modelos con WWAN)

1 Empuje la tarjeta SD al interior de su ranura hasta oer un clic.
2  Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo

Cubierta de la base

Extraccien de la cubierta de la base

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo
2 Extraiga labandeja para tarjetas SIM (modelos con WWAN)
3 Para extraer la cubierta de la base:
a Afojelos 10 tornillos cautivomM2.5 que fjanla cubierta de la base a la computadora .




b Haga palanca en la cubierta de la base desde el bandperior derechd]] y contin%oe con los bordes exteriores de la cubierta de
la base en el sentido de las manecillas del reloj [2].

®|NOTA: Es posible que deba usar una punta trazadora de plistico para hacer palanca en la cubierta de la base
desde el borde [].

4  Levante la cubierta de la base para extraerla de la computadora.
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Instalacien de la cubierta de la base

Alinee la cubierta de la base con los soportes para tornillos del equipo.

Presione los bordes de la cubierta hasta que encaje en su lugar.

Ajuste los 10 tornillos M2.5 pargar la cubierta de la base a la computadora.

Instale labandeja para tarjetas SIM (modelos con WWAN)

Siga los procedimientos que se describen Bespu...s de manipular el interior del equipo

Baterta

ga b W N P

Precauciones para baterta de iones de litio

Tenga cuidado al manejar batereas de iones de litio.

~ Descargue la baterea tanto como sea posible antes de quitarla del sistema. Esto se logra desconectando el adaptador de CA del
sistema para permitir que la baterea se agote.

" No aplaste, deje caer, corte o penetre la batersa con objetos externos.

~ No exponga la batersa a temperaturas altas, ni desensamble las celdas y los paquetes de pilas.
No presione lasuperfciede la baterea.

No doble la baterea.

~ No utilice herramientas de ning%o.n tipo para hacer palanca sobre o contra la baterea.

" Siuna baterea se atasca en un dispositivo como resultado deflamaci,n, no intente soltarla, ya que perforar, doblar o aplastar
batereas de iones de litio puede ser peligroso. En este caso, debe reemplazar todo el sistema. P,ngase en contatttpeoh
www.dell.com/support para obtener ayuda e instrucciones adicionales.

~ Adquiera siempre batersas genuinas desdws:/www.dell.com o asociados autorizados de Dell y redistribuidores.
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Extraccien de la baterta

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo
2 Extraiga:
a La cubierta de la base

3 Para extraer la baterea:
a Desconecte el cable de la baterea del conector en la placa base .

b Extraiga loss tornillos M2.0x3.0 quefjanla baterea a la computadord][

®| NOTA: En sistemas que se entregan con una baterta de 3 celdas, tendr} que quitar solamente 3 tornillos.

¢ Levante la baterea para extraerla del equif@).[



Instalacien de la baterta

1 Inserte la baterea en la ranura correspondiente del equipo.
Vuelva a colocar los 5 tornillos M2x3 pafgarla batersa a la computadora.

®| NOTA: La baterta de 3 celdas tiene solamente 3 tornillos.
3 Conecte el cable de la batersa al conector de la placa base.
4  Coloque:

a Lacubierta de la base
b la bandeja para tarjetas SIM (modelos con WWAN)

5 Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo

Tarjeta WLAN

Extraccien de la tarjeta WLAN

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo
Extraiga:
a Lacubierta de la base
b Labaterea
3 Para quitar la tarjeta WLAN, realice lo siguiente:

a Extraiga el tornillo M2x3 quéjael soporte para tarjetasde la tarjeta WLAN al sistema [1].
b Levante y extraiga esoporte para tarjetagpara extraerlo de la tarjeta WLAN [2].

¢ Desconecte los cables de la antena WLAN de los conectores en la tarjeta WLAN [3].

d Extraiga la tarjeta WLAN de su conector en la placa base [4].



Instalacien de la tarjeta WLAN

Inserte la tarjeta WLAN en el conector correspondiente de la placa base.
Coloque los cables de la antena por debajo de la bisagra izquierda de la pantalla y conecte los cables de la antena a la tarjeta WLAN.
Vuelva a colocar el soporte para tarjeta WLAN en la tarjeta WLAN.
Apriete el tornillo M2x3 paréjarla tarjeta WLAN y el soporte correspondiente a la placa base.
Coloque:
a Labaterea
b La cubierta de la base
6 Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo

Tarjeta WWAN (opcional)
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Extraccien de la tarjeta WWAN

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo
2  Extraiga:

a Lacubierta de la base

b Labaterea
3 Para quitar la tarjeta WWAN, realice lo siguiente:

a Extraiga el tornillo M2x3 quéjael soporte met,lico de la tarjeta WWAN al sistema [1] v, luego, levante y extraiga el soporte
met,lico para extraerlo de la tarjeta WWAN [2].
b Desconecte los dos cables de la antena de la tarjeta WWAN [3].



¢ Extraiga la tarjeta WWAN de su conector en la placa base [4].

Instalacien de la tarjeta WWAN

Inserte la tarjeta WWAN en el conector correspondiente de la placa base.
Conecte los dos cables de la antena a la tarjeta WWAN.

Vuelva a colocar el soporte met,lico en la tarjeta WWAN.

Apriete el tornillo M2xL3 pargjar la tarjeta WWAN vy el soporte a la placa base.
Coloque:

a La baterea
b La cubierta de la base

6 Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo

la placa de VGA
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Desmontaje de la placa de VGA

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo
2  Extraiga:

a la cubierta de la base

b la batersa
3 Para extraer la placa de VGA, realice lo siguiente:

a Desconecte el cable de la tarjeta dependiente de VGA de dicha tarjeta [1].

b Extraiga los dos tornillos M2x3 qufanla placa de VGA al sistema [2].

¢ Levante la placa de VGA para extraerla del sistema [3].



Instalacien de la placa de VGA

Coloque la placa de VGA en su ranura en el sistema.
Vuelva a colocar los dos tornillos M2x3 pafgar la placa de VGA al sistema.
Conecte el cable de la tarjeta dependiente de VGA a dicha tarjeta.
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Coloque:
a La baterea
b La cubierta de la base
5 Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo



Medulo de memoria

Extraccien del medulo de memoria

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo

2 Extraiga:
a Lacubierta de la base
b La baterea
3 Para extraer el m,dulo de memoria, realice lo siguiente:
a Haga palanca para separar los pestillos del m,dulo de memoria [1].
b Levante y extraiga el m,dulo de memoria de la placa base [2].

Instalacien del medulo de memoria

1 Inserte el m,dulo de memoria en su conector en un ,ngulo de 30< hasta que los contactos se asienten correctamente en la ranura.
Luego, presione el m,dulo hasta que los ganchos de retenci,nflgn.

2 Coloque:
a La baterea
b La cubierta de la base
3 Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo



Unidad de disco duro

Desmontaje de la unidad de disco duro

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo
2 Extraiga:

a Lacubierta de la base

b La baterea
3 Para extraer la unidad de disco duro (HDD):

a Desconecte el cable de la HDD de la placa base .

b Extraiga los 4 tornillo§13x3que fjanla HDD al reposamanod][
¢ Levante la HDD para extraerla de la computadoy. [



4  Desconecte la placa mediadora de cables de la HDD.

D

5 Luego, quite los tornillos M3xL3 para separar el soporte de la HDD.
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6 Levante el soporte de la unidad de disco duro.

Instalacien de la unidad de disco duro

Ajuste los tornillogvi3x3 que sujetan el soporte a la HDD.

Conecte la placa mediadora de cables de la unidad de disco duro.

Inserte la unidad de disco duro en el conector de la computadora.

Ajuste los 4 tornillod13x3 parafjarla unidad de disco duro a la computadora.
Conecte el cable de la unidad de disco duro a la placa base.

g b~ W NP
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6 Coloque:
a La baterea
b La cubierta de la base

7 Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo

Unidad de estado selido SATA (SSD)

Extraccien de la tarjeta SSD

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo
2  Extraiga:

a la cubierta de la base
b la baterea

3 Para extraer la tarjeta de la unidad de estado s,lido (SSD):

a Retire los dos tornillos qué¢janel soporte para SSD al sistema [1] y, luego, levante el soporte para extraerlo del sistema [2].
b Deslice y levante la SSD para extraerla del equip [

Instalacien de la tarjeta SSD

1 Inserte la tarjeta de SSD en la ranura correspondiente en el sistema.
2 Coloque el soporte para SSD en su ranura en la computadora y vuelva a colocar los dos tornillg§gratasoporte al sistema.



3 Instale lo siguiente:
a La baterea
b La cubierta de la base

4  Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo

Altavoces

Extraccien de los altavoces

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo
2 Extraiga:

a Lacubierta de la base
b La baterea
c SSD

3 Para extraer los altavoces:

a Desconecte el cable del altavoz del conector de la placa base [1].
b Extraiga la cinta adhesiva qufael cable del altavoz a la computadora [2].
¢ Saque el cable del altavoz de su guea de colocaci,n en el sistema [3].

4 Levantelos altavoces de la computadora.



Instalacien de los altavoces
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6

Alinee los altavoces en las ranuras del equipo.

Coloque la cinta adhesiva paigar el cable del altavoz a la computadora.
Pase el cable de los altavoces a trav...s del canal de colocaci,n.
Conecte el cable del altavoz al conector de la placa base.

Coloque:

a SSD
b La baterea
¢ Lacubierta de la base

Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo

Baterfa de tipo boten

Desmontaje de la baterta de tipo boten

1
2

3

Siga los procedimientos que se describen @ntes de manipular el interior del equipo
Extraiga:

a la cubierta de la base
b la baterea

Para extraer la batersa de tipo bot,n:

a Haga palanca en la baterea de tipo bot,n hasta que se salga de su ranura [1].
b Levante la baterea de tipo bot,n y extr,igala del sistema [2].



Instalacien de la baterta de tipo boten

1 Coloque la batersa de tipo bot,n en la ranura de la placa base.
2 Conecte el cable de la baterea a la placa base.
3 Coloque:
a Labaterea
b La cubierta de la base
4  Siga los procedimientos que se describen Brspu...s de manipular el interior del equipo

Disipador de calor

Extraccien del disipador de calor

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo
2  Extraiga:

a Lacubierta de la base

b Labaterea
3 Para extraer el disipador de calor, realice lo siguiente:

a Atojelos 4 tornillos cautivos en el orden que se muestra en el disipador de calor [1] y, luego, extraiga los otros 3 tornillos [2] para
liberar el disipador de calor.



Instalacien del disipador de calor

1 Inserte el disipador de calor en la ranura de la computadora.
2 Apriete los tornillos M2.5x2.5 y vuelva a colocar los tres tornillos M2x3 para sujetar el disipador de calor a la computadora.
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@| NOTA: Apriete los tornillos del disipador de calor en orden secuencial, seg%on lo indicado en el disipador de calor.
3 Coloque:
a La baterea
b La cubierta de la base

4  Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo

Ventilador del sistema

Extraccien del ventilador del sistema

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo
2  Extraiga:

a Lacubierta de la base
b La baterea

3 Para extraer el ventilador del sistema:

a Quite el cable de eDP de la guea de colocaci,n en el ventilador del sistem@®gdconecte el cable del ventilador del sistema de
su conector en la placa base].

b Extraiga los 3 tornillos12.5x5 que fjanel ventilador al reposamanod][y, luego, levante el ventilador para extraerlo de la
computadora P].



Instalacien del ventilador del sistema

Coloque el ventilador en el equipo.

Apriete los3 tornillos M2.5x5 pargfjar el ventilador a la computadora.

Conecte el cable del ventilador a la placa base.

Coloque el cable de eDP en la gusa de colocaci,n correspondiente situada en el ventilador del sistema.

ga b W N P

Coloque:

a La baterea
b La cubierta de la base

6 Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo

Placa de entrada/salida

Desmontaje de la placa de entrada/salida

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo
2  Extraiga:

a Lacubierta de la base
b La baterea

3 Para extraer la placa de entrada/salida (E/S):

a Mueva hacia un lado el cable de la HDD para acceder al cable de la placa de E/S [1] y extraiga el cable de la placa de E/S del
conector en la placa base [2].



4  Extraiga el tornillo M2x4 tornillo qufjala placa de E/S [1] al sistema y levante dicha placa para extraerla del sistema [2].
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Instalacien de la placa de entrada y salida

Coloque la placa de entrada/salida (E/S) en la ranura correspondiente del reposamanos.
Vuelva a colocar los tornillM2x4 parafjarla placa de E/S al reposamanos.

Conecte el cable de la placa de E/S a su conector en la placa base.

Coloque:

a La baterea
b La cubierta de la base
5 Siga los procedimientos que se describen Bespu...s de manipular el interior del equipo

Lector de huellas dactilares (opcional)

A WON PR

Extraccien del lector de huellas dactilares

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo
2  Extraiga:

a Lacubierta de la base

b La baterea

¢ PlacadeE/S
3 Para extraer el lector de huellas dactilares, realice lo siguiente:

a Desconecte el cable del lector de huellas dactilares de su conector en la placa base [1] y retire el cable adhesivo para extraerlo del
reposamanos [2].
b Extraiga el tornillo M2x2 qué¢jael soporte met,lico del conector3] y reterelo de la computadorad]



¢ Levante el lector de huellas dactilares para extraerlo de la computadora.

Desmontaje y reensamblaje
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Instalacien del lector de huellas dactilares

1 Coloque el lector de huellas dactilares en la ranura correspondiente del reposamanos.

Coloque el soporte met,lico en el lector de huellas dactilares y vuelva a colocar el tornillofgearal lector de huellas dactilares al
sistema.

3 Pegue el cable adhesivo para sujetarlo al reposamanos.
Conecte el cable del lector de tarjetas dactilares al conector de la placa base.
5 Coloque:

a Placade E/S
b La baterea
¢ Lacubierta de la base

6 Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo

Panel de la almohadilla de contacto

Extraccien de la super...cig¥fctil

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo
2  Extraiga:
a la cubierta de la base
b la batersa
3  Extraiga los dos tornillos M2x2 qufanel soporte de la almohadilla de contacto al sistema [1].
4  Levante el soporte de metal y extr,igalo del sistenfi].

L-E

5 Retire la cinta adhesiva qugja el panel de la almohadilla de contacto [1].

6 Desconecte el cable de la almohadilla de contacto y el cable de retroiluminaci,n del teclado de sus respectivos conectores en la placa
base [2, 3].



Retire los cuatro tornillos M2x2 que sujetan la almohadilla de contacto a la computadora [1] y, luego, levante la almohadilla de contacto
del sistema [2].
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Instalacien de la super...cig¥ctil

1
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7

Coloque la almohadilla de contacto en la ranura de la computadora y vuelva a colocar los cuatro tornillos M2x2 tornillpmpaedh
sistema.

Conecte los cables de la almohadilla de contacto y de retroiluminaci,n del teclado en sus respectivos conectores en la placa base.
Coloque la cinta adhesiva pafgar la almohadilla de contacto al sistema.

Alinee y coloque el soporte met,lico debajo de la piezafgeci,n de pl,stico.

Vuelva a colocar los dos tornillos M2x2 para sujetar el soporte met,lico a la almohadilla de contacto.

Coloque:

a La baterea
b La cubierta de la base

Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo

Ensamblaje de la pantalla

Extraccien del ensamblaje de la pantalla

1
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Siga los procedimientos que se describen @ntes de manipular el interior del equipo
Extraiga:

a La cubierta de la base

b La baterea

¢ Extracci,n de la tarjeta WLAN

d Extracci,n de la tarjeta WWAN

Extraiga el cable de eDP de su conector en la placa base [1] y retire el cable de la gusa de colocaci,n en el ventilador del sistema [2].
Despegue la cinta adhesiva quygael cable de eDP al sistema [3].

Saque el cable de eDP del gancho de la bisagra derecha del panel LCD y de los sujetadores de colocaci,h del sistema [4].

Quite los cables de WLAN de la guea de enrutamiento [5].



7 Luego, abra el ensamblaje del reposamanos a un menimo de 90« y coloque el sistema en el borde de una mesa con el reposamanos
apoyado horizontalmente sobre la mesa y el ensamblaje de la pantalla en el borde.

Sujete ...rmementeel sistema cuando lo coloque en esta posicien.




8

Quite los 6 tornillos M2.5x2.5 [1] y levante el ensamblaje de la pantalla para extraerlo de la computadora [2].

Sujete ...rmementeel ensamblaje de la pantalla cuando lo coloque en un fngulo de 90" respecto del
reposamanos para evitar que se da€e el ensamblaje.

Instalacien del ensamblaje de la pantalla

1
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Coloque el ensamblaje de la pantalla en el reposamanos a un ,ngulo de 90« y alin...elo con los soportes para tornillos en el reposamanc

®|NoTA: Sujete ...rmementeel ensamblaje de la pantalla cuando lo coloque en el reposamanos en un tngulo de 90" para
evitar que se da€e el ensamblaje.
Ajuste los 6 tornillos M2.5x2.5 parfjar el ensamblaje de la pantalla a la computadora.
Gire la computadora.
Pase los cables WLAN a trav...s de la canaleta.

Para los modelos que se entregan con una tarjeta WWAN, las antenas WWAN deben colocarse por debajo de la bisagra derecha de la
pantalla y por encima del cable de la tarjeta dependiente VGA vy, luego, deben sujetarse con una cinta adhesiva en la tarjeta
dependiente del bot,n de encendido.

Pase el cable de eDP a trav...s del gancho de la bisagra derecha del panel LCD y de los sujetadores de colocaci,n del sistema.
Coloque la cinta adhesiva pafgar el cable de eDP al sistema.

Pase el cable de la pantalla a trav...s de la gusa de colocaci,n del ventilador del sistema y conecte el cable de la pantalla en el conector
correspondiente de la placa base.

Coloque:
a Instalaci,n de la tarjeta WWAN
b Instalaci,n de la tarjeta WLAN



¢ Labaterea
d La cubierta de la base
10 Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo

Puerto de entrada de CC

Extraccien del puerto de entrada de CC

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo
2 Extraiga:
a Lacubierta de la base
b Extracci,n de la tarjeta WLAN
¢ Extracci,n de la tarjeta WWAN
d el ensamblaje de la pantalla
3 Para extraer el puerto de entrada de CC, realice lo siguiente:
a Desconecte el cable de entrada de CC de su conector en la placa base [1].
b Quite el cable de entrada de CC del sujetador de colocaci,n en el sistema [2].
¢ Extraiga el tornillo M2.5x3 qué¢jael puerto de entrada de CC al reposamanos [3].
d Levantey extraiga el puerto de entrada de CC del sistema [4].

Instalacien del puerto de entrada de CC

1 Cologue el puerto de entrada de CC en el lugar correspondiente del reposamanos.
2 Vuelva a colocar el tornillo M2x3 paygar el puerto de entrada de CC al reposamanos.



3 Pase el cable de entrada de CC por el seguro en el sistema.
4  Conecte el cable de entrada de CC al conector de la placa base.

5 Coloque:
a el ensamblaje de la pantalla
b WLAN
c WWAN
d Labaterea
e Lacubierta de la base

6  Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo

Placa del boten de encendido

Desmontaje de la placa del boten de encendido

Siga los procedimientos que se describen @ntes de manipular el interior del equipo

Extraiga:
a la cubierta de la base
b labaterea
¢ Ventilador del sistema
d Extracci,n de la tarjeta WLAN
e Extracci,n de la tarjeta WWAN
f el ensamblaje de la pantalla

3 Para extraer la placa del bot,n de encendido, realice lo siguiente:
a Desconecte el cable de la placa del bot,n de encendido del conector de la placa base [1] y retire la cinta adhesiva para liberarlo
[2].
b Extraiga el tornillo M2x2 que sujeta la placa del bot,n de encendido al sistema [3].
¢ Extraiga la cinta adhesiva qugael cable del bot,n de encendido al sistema [4].
d la placa del bot,n de encendido y lev,ntela para extraerla del sisterbé [




Instalacien de la placa del boten de encendido

Coloque la placa del bot,n de encendido en su ranura.
Apriete el tornillo M2x2 que sujeta la placa del bot,n de alimentaci,n al sistema.
Coloque la cinta adhesiva pafgarla placa del bot,n de encendido al sistema.
Pegue en el sistema el cable adhesivo de la placa del bot,n de encendido y, luego, conecte el cable a su conector en la placa base.
Coloque:
a el ensamblaje de la pantalla
el ventilador del sistema
Instalaci,n de la tarjeta WWAN
Instalaci,n de la tarjeta WLAN
La baterea
f Lacubierta de la base

a b~ W N PP

T QO O T

6 Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo

Embellecedor LCD

Desmontaje del bisel del panel LCD

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo
Extraiga:
a Lacubierta de la base
b Extracci,n de la tarjeta WLAN
¢ Extracci,n de la tarjeta WWAN
d el ensamblaje de la pantalla

3 Con la ayuda de una punta trazadora de pl,stico, abra el con cuidado el bisel haciendo palanca en el borde exterior de la parte superior
del bisel [1] y, luego, contin%o.e haciendo palanca en los bordes exteriores de todo el sistema. Levante el bisel para extraerlo del sistema

[2].



Instalacien del bisel de la pantalla LCD

1 Reemplace el embellecedor y presione con cuidado en los bordes para asentarlo en su lugar.
2 Coloque:

a el ensamblaje de la pantalla

b Instalaci,n de la tarjeta WWAN

¢ Instalaci,n de la tarjeta WLAN

d La baterea

e La cubierta de la base

3 Siga los procedimientos que se describen Brspu...s de manipular el interior del equipo

Cimara

Extraccien de la ctmara

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo
2  Extraiga:

a Lacubierta de la base

b Extracci,n de la tarjeta WLAN

¢ Extracci,n de la tarjeta WWAN

d el ensamblaje de la pantalla

e el embellecedor de la pantalla LCD

3 Retire la cinta adhesiva qufjala c,mara a la cubierta posterior de la pantalla LCD [1] y desconecte el cable de la c,mara [2].
4  Levante la c,mara para liberarla del adhesivo quéjaa la cubierta posterior de la pantalla LCD [3].
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Instalacien de la ctmara
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f

Coloque la c,mara en la cubierta posterior del panel LCD.

Conecte el cable de la c,mara al conector.

Coloque las cintas adhesivas pafgarla c,mara a la cubierta posterior del panel LCD.
Coloque:

el embellecedor de la pantalla LCD
el ensamblaje de la pantalla
WWAN

WLAN

La baterea

La cubierta de la base

5 Siga los procedimientos que se describen Bespu...s de manipular el interior del equipo

Panel LCD

Desmontaje del panel LCD

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo
2  Extraiga:

Desmontaje y reensamblaje
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La cubierta de la base
Tarjeta WLAN
Tarjeta WWAN
el ensamblaje de la pantalla
e el embellecedor de la pantalla LCD
3 Retire la cinta adhesiva qugjael panel LCD a la cubierta posterior de dicho panel [1].

4  Extraiga los cuatro tornillos M2x2 qufjanel panel LCD a la cubierta posterior del panel LCD [2] y d...le la vuelta para dejar al
descubierto el conector del cable de eDP [3].

o 0 T o

5 Levante el adhesivo para dejar al descubierto el conector del panel LCD [1] y extraiga el conector del panel [2, 3].



Instalacien del panel LCD

1 Conecte el cable del panel LCD al conector situado en la parte posterior del panel LCD.
2 Coloque el adhesivo.
3 Coloque el panel LCD en la cubierta posterior del panel LCD y alin...elo con los soportes para tornillos de la cubierta posterior.
4  Coloque los 4 tornillos M2x2 qufjanel panel LCD a la cubierta posterior de dicho panel.
5 Coloque el cable de eDP en la gusa de colocaci,n y suj...telo al panel de la pantalla con cinta adhesiva.
6 Coloque:
a el embellecedor de la pantalla LCD
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f

el ensamblaje de la pantalla
Instalaci,n de la tarjeta WWAN
Instalaci,n de la tarjeta WLAN
La baterea

La cubierta de la base

7 Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo

Bisagra de la pantalla LCD

Desmontaje de la bisagra de la pantalla LCD

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo

2  Extraiga:

a
b
c
d

La cubierta de la base
Tarjeta WLAN

la tarjeta WWAN

el ensamblaje de la pantalla



e el embellecedor de la pantalla LCD

f elpanel LCD
3 Extraiga los8 tornillos M2.5x2.2 tornillos M2x2que fjanlos soportes met,licos a la cubierta posterior del panel LCD [1].
4  Extraiga la bisagra del panel LCD del sistema [2].

Instalacien de la bisagra de la pantalla LCD

1 Coloque los soportes de las bisagras izquierda y derecha en la cubierta posterior de la pantalla LCD y alin...elos con las lengEetas de
bloqueo que se encuentran a un lado de la cubierta posterior de la pantalla LCD.

2 Apriete los 10 tornillos parfjarlos soportes de las bisagras izquierda y derecha a la cubierta posterior de la pantalla LCD.
3 Coloque:

a Panel LCD

b el embellecedor de la pantalla LCD

¢ el ensamblaje de la pantalla

d Instalaci,n de la tarjeta WLAN

e latarjeta WWAN

f La baterea

g Lacubierta de la base
4  Siga los procedimientos que se describen Brspu...s de manipular el interior del equipo

Cable de eDP y de la ctmara

Desmontaje del cable de eDP y de la ctmara

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo
2  Extraiga:



La cubierta de la base
Tarjeta WLAN
Tarjeta WWAN
el ensamblaje de la pantalla
el embellecedor de la pantalla LCD
f Panel LCD
3 Extraiga las cintas adhesivas qyéanla c,maray el cable de eDP [1].
4  Extraiga los tornillos qu¢janel soporte de la bisagra derecha a la cubierta posterior del panel LCD [2] y levante el soporte para
extraerlo de la cubierta posterior del panel LCD [3].
5 Desconecte el cable de la c,mara de su conector en la cubierta posterior del panel LCD [4].
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6 Saque el cable de los sujetadores de colocaci,n en la cubierta posterior del panel LCD vy lib...relo de las cintas adhesivAsugaddo
cubierta posterior.



Desmontaje del cable de eDP y de la ctmara
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Coloque el cable de la pantalla en la gusa de colocaci,n y suj...telo a la cubierta posterior del panel LCD con cintas adhesivas.
Conecte el cable de la c,mara a su conector en la cubierta posterior del panel LCD.

Vuelva a colocar los 5 tornillos pafgar los soportes de la bisagrderechaa la cubierta posterior del panel LCD.

Fije el cable de eDP a la cubierta posterior del panel LCD con cintas adhesivas.

Coloque:

Panel LCD

el embellecedor de la pantalla LCD
el ensamblaje de la pantalla
Instalaci,n de la tarjeta WWAN
Instalaci,n de la tarjeta WLAN

La baterea

La cubierta de la base

6 Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo

Placa base

Extraccien de la placa base

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo

2  Extraiga:
a lacubierta de la base
b la baterea
¢ latarjeta WLAN
d latarjeta WWAN



e el ensamblaje de la pantalla
3 Desconecte los siguientes cables y conectores:
a Cable de VGA[1]
Retire el cable de VGA de la guea de colocaci,n [2]
cable de la unidad de disco duro [3]
Conector del cable del altavo]
Cable de entrada de CC5]

O Q O T

4  Desconecte los siguientes cables:

a Cable de la placa del bot,n de encendido [1]
Cable de E/S [2]
Cable de la almohadilla de contacto [3]
Cable de retroiluminaci,n del teclado [4]
Cable del teclado [5]
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5 Extraiga el tornillo M2x4 qué¢jala placa base al sistema.

6 Para extraer la placa base, realice lo siguiente:



En sistemas entregados con tarjeta WWAN y sensor del lector de huellas dactilares:
1 Levante con cuidado el lado derecho de la placa base y volt...elo.

2  Desconecte el FPC de la tarjeta dependiente de WWAN [1] y el cable de la tarjeta dependiente de VGA [2] de los conectores
de la parte inferior de la placa base.

3 Levante la placa base del sistema.
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Para ver otrasconf guraciones|evante la placa base.

7 Extraiga el tornillo quéfjael soporte del puerto USB tipo C a la placa base [1] y levante dicho soporte para extraerlo de la placa base

2].



Instalacien de la placa base

1

Conecte los cables de WWAN vy del lector de huellas dactilares a los conectores en la parte inferior de la placa base.

@| NOTA: Este paso se aplica solo a los sistemas que se entregan con una tarjeta WWAN y un lector de huellas dactilares.
Alinee la placa base con los soportes para tornillos del equipo.
Ajuste el tornillo M2x4 pardjarla placa base a la computadora.

Conecte los cables de la placa del bot,n de encendido, de E/S, dsugerf ciet,ctil, de la retroiluminaci,n del teclado y del teclado a
los conectores correspondientes.

Conecte los cables de entrada de CC, del altavde, la unidad de disco durp de VGA a los conectores correspondientes.
Pase el cable de VGA por su guea de colocaci,n.
Coloque:
a el ensamblaje de la pantalla
b latarjeta WWAN
¢ Tarjeta WLAN
d Labaterea
e Lacubierta de la base
Siga los procedimientos que se describen Baspu...s de manipular el interior del equipo



Reposamanos

Extraccien del reposamanos

1 Siga los procedimientos que se describen &ntes de manipular el interior del equipo

Extraiga:
a Lacubierta de la base
b La baterea
¢ Disipador de calor
d el ventilador
e Tarjeta WLAN
f Tarjeta WWAN
g M,dulo de memoria
h HDD
i el puerto de entrada de CC
j Placade E/S
k baterea de tipo bot,n
| Altavoces

m superfciet,ctil
n el ensamblaje de la pantalla
0 laplaca base

®| NOTA: El componente que queda es el reposamanos.

3 Instale los siguientes componentes en el nuevo reposamanos.
a laplaca base
b el ensamblaje de la pantalla
Cc superfciet,ctil
d Altavoces
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baterea de tipo bot,n
Placa de E/S

el puerto de entrada de CC
M,dulo de memoria
Tarjeta WWAN

Tarjeta WLAN

HDD

el ventilador
Disipador de calor

La baterea

La cubierta de la base

Siga los procedimientos que se describen Baspu

...s de manipular el interior del equipo

Desmontaje y reensamblaje
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3

Especi...cacionesfcnicas

() | NOTA: Las ofertas pueden variar seg%on la regien. Para obtener mis informacien sobre leon...guraciendel equipo en:

" En Windows 10, haga clic o toguaicio H ISistema !Acerca de.
Temas:

Procesador

Memoria

Especifcacionesle almacenamiento
Caracteresticas de audio
Especifcacionesle vedeo
Especifcacionesle la c,mara web
Comunicaciones cableadas
Comunicaciones inal,mbricas
Puertos y conectores
Especifcacionegle la pantalla
Defnicionedle las teclas de acceso r,pido del teclado
Superfciet,ctil

Especifcacionesle la batersa
Opciones del adaptador
Dimensiones del sistema
Condiciones de funcionamiento

Procesador

El sistema est, equipado con procesadores Intel Celeron y e Intel Core i.

Tabla 2. Procesadores admitidos

Lista de compatibilidad con procesadores Gr,fcos UMA
Procesador Intel Celeror? 3865U (cach... de 2 MB, hasta Gr,fcos Inter HD 610
1,8 GHz)

Procesador Intel CoreZ i3-6006U (cach... de 3 MB, hasta Gr,fcos Intek HD 520
2,0 GHz)

Procesador Intel CoreZ i5-7200U (cach... de 3 MB, hasta Gr,fcos Intek HD 620
31 GHz)

Procesador Intel CoreZ i3-7130U (cach... de 3 MB, hasta 2,7 | Gr,fcos Intek HD 620
GHz)

Procesador Intel CoreZ i5-8350U (cach... de 6 MB, hasta 3,6 | Gr,fcos Intek  UHD 620
GHz)

Procesador Intel CoreZ i7-8550U (cach... de 8 MB, hasta 4,0 | Gr,fcos Intek  UHD 620
GHz)




Procesador Intel CoreZ i5-8250U (cach... de 6 MB, hasta 3,4 | Gr,fcos Intek  UHD 620
GHz)

Memoria

La computadora admite un m,ximo de 32 GB de memoria cuando se utilizan dos m,dulos DIMM de 16 GB; sin embargo, los sistemas
operativos de 32 bits, como la versi,n de 32 bits de Microsoft Windows 10, solamente pueden utilizar un m,ximo de 4 GB de espacio de
direcciones. Adem,;s, ciertos componentes dentro de la computadora requieren espacio de direcciones en el rango de 4 GB. Cualquier
espacio de direcciones reservado para dichos componentes no puede ser utilizado por la memoria de la computadora; por lo tanto, la
cantidad de memoria disponible para un sistema operativo de 32 bits es inferior a 4 GB. "Para m,s de 4 GB de memoria, se requiere un
sistema operativo de 64 bits.

Memoria Funci,n

Ranuras de m,dulo 2
SoDIMM

Confguraci,n de 4GB
memoria menima

Confguraci,n de 32GB
memoria m,xima

Confguracionesle DDR4 de 2400 MHz (1 de 4 GB; 1 de 8 GB; 1 de 16 GB; 2 de 4 GB; 2 de 8 GB; 2 de 16 GB;)
m,dulos DIMM:

Especi...cacionesle almacenamiento

~ 2,5 pulg., 500 GB a 7200 r. p. m. (7 mm)

~ 2,5 pulg., 500 GB, 8 GB, valor hebrido (7 mm)
~  2,5pulg., 1 TB, 8 GB, valor hebrido (7 mm)

~ 25pulg., 1 TB a5400r. p. m. (7 mm)

" SSD SATA M.2 2280 de 128 GB

" SSD SATA M.2 2280 de 256 GB

" SSD PCle M.2 2280 de 256 GB

" SSD PCle M.2 2280 de 512 GB

Caractertsticas de audio

Funci,n Especif caci,n

Tipos Audio de altadefnici,n

Controladora Realtek ALC3246

Conversi,n Conversi,n estereof,nica: 16/20/24 bits (de anal,gico a digital y de digital a anal,gico)
estereof,nica

Interfaz interna C.,dec de audio de altadefnici,n

Interfaz externa micr,fono incorporado y conector universal de parlantes/audsfonos estereof,nicos
Altavoces 2

Amplifcadorde R .
altavoz interno 2,5 W (RMS) por canal (m,ximo)

~ 2 W (RMS) por canal (promedio)



Funci,n Especifcaci,n

Controles de Teclas de acceso r,pido
volumen

Especi...cacionesle video

Tabla 3. Tabla en la que se muestran lasspeci...cacionesle video

Funci,n Especifcaci,n

Tipo Integrado en la placa base, acelerado por
hardware

Controladora UMA:

" SkyLake:Gr,fcos Intel HD 520

KabyLakeGr, fcos Intel HD 610/620,
gr,fcos Intel UHD 620

Discretos:

~  AMD Radeon 530

Compatible con pantalla externa VGA, HDMI 1.4

Especi...cacionesle la ctmara web

En este tema, se detallan lasspecif cacionesle la c,mara.

Colaboraci,n remota sencilla:

" Vedeoconferencia en lsnea con una c,mara integrada.
Lasconfguracioneg,ctiles incluyen la c,mara infrarroja, una c,mara exclusiva para admitir la funci,n Windows Hello, pero que tambi...n
admite funciones de una c,mara RGB normal.

Tabla 4. Especi...cacionesle la ctmara web

Funciones de la ctmara web HD VGA infrarroja

Modo RGB Infrarrojo RGB

Tipo de ¢c,mara Enfoque fjo HD Enfoque fjo VGA Enfoque fjo HD

Tipo de sensor Tecnologea del sensor Tecnologea del sensof Tecnologea del sensor CMOS
CMOS CMOS

Resoluci,n para vedeo en movimiento Hasta 1280 x 720 Hasta 640 x 480 Hasta 1280 x 720 (0,92 MP)
(0,92 MP) (0,3 MP)

Resoluci,n para imagerfja Hasta 1280 x 720 Hasta 640 x 480 Hasta 1280 x 720 (0,92 MP)
(0,92 MP) (0,3 MP)

Velocidad de im,genes Hasta 30 fotogramas por | Hasta 30 fotogramas | Hasta 30 fotogramas por segundo
segundo por segundo




Comunicaciones cableadas

Tabla 5. Controladora Gigabit Ethernet Realtek RTL8111-HSD

Adaptador de red (NIC)

Controladora Gigabit Ethernet Realtek RTL8111-HSD

Integrado en la placa base

Tipo de conector externo RJ-45
Velocidad de transmisi,n de datos 10/100/1000 Mbps
Arquitectura del bus de la controladora PCl-e V1.1x1

Consumo de energea (funcionamiento completo por velocidad de
conexi,n de transferencia de datos)

1000 Mb/s: 828 mW
100 Mb/s: 441,77 mW

10 Mb/s: 387,94 mW

Consumo de energea (funcionamiento en modo de espera)

WOL deshabilitado: 10 mW (deshabilitado mediante driver)
Sin venculo (con WOL): 51,89 mW (cable desconectado)
10 Mb/s en modo inactivo (con WOL): 68 mW

100 Mb/s en modo inactivo (con WOL): 176 mW

Cumplimiento de los est,ndares IEEE

802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.az

Asistencia ROM de inicio

Compatibilidad con la opci,n PXE de ROM

Velocidad de transferencia de red

Modo d%oplex completo a 10, 100 o 1000 Mb/s 'y

Semid%oplex a 10 0 100 Mb/s.

Temperatura de funcionamiento/de almacenamiento

0<«C a70«<«Cr55<«Cal25«<«C

Humedad en funcionamiento

30 «C/60 % de humedad relativa (nivel 3)

Compatibilidad de drivers de sistemas operativos

Linux, Windows 7, Windows 10

Capacidad de administraci,n

WOL, PXE

Comunicaciones inalfmbricas

Tabla 6. Tarjeta inalfmbrica Qualcomm QCA9377 802.11ac MU-MIMO de doble banda (1x1) Wi-Fi + Bluetooth 4.1 LE M. 2

Atributo

Especi...cacien

Interfaz de host

Factor de forma 2230 M.2 (WiFi: PCle; Bluetooth: USB)

Est,ndar de red

802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n y 802.11ac

Funci,n 11ac Wave2

MU-MIMO RX

Certif cacionesde Wi-Fi Alliance

802.11a, 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, WigeDirect,
WMM-Power Save,WifProtected Setup, Voice-Personal

Bandas de frecuencia de funcionamiento

2,4 GHz (802.11b/g/n) y 5 GHz (802.11a/n/ac)




Atributo

Especi...cacien

Cambio de antena de doble diversidad

Cambio de antena de doble diversidad para sistemas disetados
antenas principal y auxiliar

con

Velocidad de transmisi,n de datos

802.11ac: hasta 433 Mb/s; 802.11n: hasta 150 Mb/s; 802.11a/g:
hasta 54 Mb/s

802.11b: hasta 11 Mb/s

Sensibilidad de recepci,n

802.11ac: -59 dBm a 433,3 Mb/s
802.11n/a: -65 dBm a 150 Mb/s; -68 dBm a 72,2 Mb/s
802.11g/a: -72 dBm a 54 Mb/s

802.11b: -85 dBm a 11 Mb/s

Seguridad
Autentifcaci,n

M...todos EAP

Abierta, compartida, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

EAP-TLS, EAP-TTLS (MSCHAPV2), PEAPVO (EAP-MS-CHAPV2)

Utilidad de cliente

Compatibilidad nativa de Ul de Microsoft con Wi-Fi y Bluetooth

Encendido/apagado de radio

El encendido y apagado de hardware y software deshabilita la
transmisi,n y recepci,n para cumplir con las restricciones
aeron,uticas durante vuelos

Itinerancia

Itinerancia sin interrupciones entre puntos de acceso 802.11a,
802.11b, 802.11b/g, 802.11n y 802.11ac

Wake On Wireless

Compatible

Miracast (pantalla WiFi)

Compatible con Miracast (pantalla WiFi) en Windows 8.1/10

Est,ndar inal,mbrico de PAN

BluetoothZ 4.1 de modo doble, BLE

Velocidades de transferencia de datos por Bluetooth

Hasta 3 Mb/s

Bandas de frecuencia de funcionamiento de Bluetooth

2,4 GHz

Transmisi,n

FHSS (espectro ensanchado por salto de frecuencia)

Cifrado de datos Bluetooth

Cifrado de 128 bits

Sensibilidad de recepci,n de Bluetooth

70 dBm a BER+0,01 % (EDR)

-100 dBm a BER*30,8 % (nominal LE)

Temperatura

Temperatura de funcionamiento: -10 «C a +65 <C

Temperatura de almacenamiento: -40 «<C a +70 <C

Humedad

Hasta 90 %




Tabla 7. Tarjeta inalfmbrica Qualcomm QCA61x4A 802.11ac MU-MIMO de doble banda (2x2) Wi-Fi + Bluetooth 4.1 LE M. 2

Atributo

Especi...cacien

Interfaz de host

Factor de forma 2230 M.2 (WiFi: PCle; Bluetooth: USB)

Est,ndar de red

802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n y 802.11ac

Funci,n 11ac Wave2

MU-MIMO RX

Certif cacionesde Wi-Fi Alliance

802.114a, 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, WigeDirect,
WMM-Power Save,Wif Protected Setup, Voice-Personal

Bandas de frecuencia de funcionamiento

2,4 GHz (802.11b/g/n) y 5 GHz (802.11a/n/ac)

Cambio de antena de doble diversidad

Cambio de antena de doble diversidad para sistemas disetados
antenas principal y auxiliar; funcionamiento MIMO 2x2 en el mod
802.11n con punto de acceso 2x2 o superior

con

Velocidad de transmisi,n de datos

802.11ac: hasta 867 Mb/s; 802.11n: hasta 450 Mb/s; 802.11a/g:
hasta 54 Mb/s

802.11b: hasta 11 Mb/s

Sensibilidad de recepci,n

802.11ac: -59 dBm a 400 Mb/s; -57dBm a 866,7 Mb/s
802.11n/a: -67 dBm a 300 Mb/s; -70 dBm a 144,4 Mb/s
802.11g/a: -75 dBm a 54 Mb/s

802.11b: -85 dBm a 11 Mb/s

Seguridad
Autentif caci,n

M...todos EAP

Abierta, compartida, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

EAP-TLS, EAP-TTLS (MSCHAPvV2), PEAPVO (EAP-MS-CHAPV2)

Utilidad de cliente

Compatibilidad nativa de Ul de Microsoft con Wi-Fi y Bluetooth

Encendido/apagado de radio

El encendido y apagado de hardware y software deshabilita la
transmisi,n y recepci,n para cumplir con las restricciones
aeron,uticas durante vuelos

Itinerancia

Itinerancia sin interrupciones entre puntos de acceso 802.11a,

802.11b, 802.11b/g y 802.11ac

Wake On Wireless

Compatible

Miracast (pantalla WiFi)

Compatible con Miracast (pantalla WiFi) en Windows 8.1/10

Est,ndar inal,mbrico de PAN

BluetoothZ 4.1 de modo doble, BLE

Velocidades de transferencia de datos por Bluetooth

Hasta 3 Mb/s

Bandas de frecuencia de funcionamiento de Bluetooth

2,4GHz

Transmisi,n

FHSS (espectro ensanchado por salto de frecuencia)

Cifrado de datos Bluetooth

Cifrado de 128 bits




Atributo

Especi...cacien

Sensibilidad de recepci,n de Bluetooth

70 dBm a BER+0,01 % (EDR)

-100 dBm a BER+30,8 % (hominal LE)

Temperatura Temperatura de funcionamiento: -10 «C a +65 <C
Temperatura de almacenamiento: -45 «C a +70 <C
Humedad Hasta 90 %

Tabla 8. Tarjeta inaltmbrica Inte§ Wireless-AC de doble banda 8265 802.11ac 2x2 con Wi-Fi + BT 4.2 LE M.2

Atributo

Especi...cacien

Interfaz de host

Factor de forma 2230 M.2 (WiFi: PCle; Bluetooth: USB)

Est,ndar de red

IEEE 802.11a/b/g/nlac MU-MIMO RX

Certif cacionesde Wi-Fi Alliance

802.11a/blg/nfac, WPA, WPA2, WMM, WPS, Wi-Fi Direct

Bandas de frecuencia de funcionamiento

2,4 GHzy5 GHz

N de dobletujo

La compatibilidad con dos antenas de transmisi,n y recepci,n
permite una mejor conexi,n inal,mbrica a la misma distancia
cuando se compara con las soluciones 802.11a/b/g anteriores.

Velocidad de transmisi,n de datos

Hasta 867 Mb/s

Consumo de alimentaci,n

Los modos de alimentaci,n optimizada (estados de reposo) redug
el consumo de energea durante los pereodos de inactividad

Autentifcaci,n
Protocolos de autenticaci,n
Cifrado

Seguridad del producto

WPA y WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST|
EAP-SIM, EAP-AKA

PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
WEP de 64 bits y 128 bits, AES-CCMP de 128 bits

UL, C-UL, CB (IEC60950-1)

~

Alertas de capacidades de administraci,n

Compatibilidad con Intel AMT 11.x en KabyLake

Compatibilidad con directivas gubernamentales

FIPS, FISMA

Utilidad de cliente

Software de conexi,n inal,mbrica Intel PRO/Set versi,n 19.0 y
posteriores.

Encendido/apagado de radio

Compatible

Itinerancia

Compatible con itinerancia sin interrupciones entre los respectivo
puntos de acceso (802.11b, 802.11g, 802.11a/blg y
802.11a/blg/n/ac)

Wake On Wireless

Compatible

Pantalla inal,mbrica

Compatibilidad nativa con Miracast en Windows 8.1y 10

Est,ndar inal,mbrico de PAN

Bluetooth 4.2 de doble modo, BLE (preparado para hardware; el
software depende del sistema operativo; Windows 10 admite hag
Bluetooth 4.1)

ta




Atributo

Especi...cacien

Velocidades de transferencia de datos por Bluetooth

2,AGHz

Bandas de frecuencia de funcionamiento de Bluetooth

Cifrado de 128 bits

PerflesBluetooth compatibles

Para Windows 7, se incluye DID, HID, PAN, HCRP, SPP, HFP, H
DUN, OPP, FTP, BIP, BPP, SYNCH, A2DP (origen/receptor),
AVRCP (destino/controladora), HOGP (LE HID)

Compatibilidad comperflesde Bluetooth de bandeja de entrada de

temperaturas de 25 «C a 35 «C)

Microsoft en Windows 8.1 y versiones futuras del sistema operatiyo.
Cifrado de datos Bluetooth Cifrado de 128 bits
Alimentaci,n de salida Bluetooth Clase de alimentaci,n 1
Temperatura Temperatura de funcionamiento: 0 <C a +50 «C (rendimiento total |a
temperaturas de protecci,n de hasta 80 «C)
Temperatura de almacenamiento: -40 «<C a +70 <C
Humedad Hasta 90 % de humedad relativa (HR) sin condensaci,n (a

Tabla 9. LTE DW5811e Snapdragen X7 (AT&T de EE. UU., Verizon, Sprint Wireless, Canada Rogers, Telus y genfricas)

(en bajada)

Portaunidades | Verizon AT&T Sprint Rogers Telus Genfricas

Red LTE CAT6 LTE CAT6 LTE CAT6 LTE CAT6 LTE CAT6 LTE CAT6
Velocidad (de |< 300 Mb/s < 300 Mb/s < 300 Mb/s < 300 Mb/s < 300 Mb/s < 300 Mb/s
bajada)

Velocidad (de | <50 Mb/s < 50 Mb/s < 50 Mb/s < 50 Mb/s < 50 Mbf/s < 50 Mbf/s
subida)

Red de reserva | NA HSPA+ NA HSPA+ HSPA+ HSPA+
Velocidad de NA HSPA NA HSPA HSPA HSPA + 42 Mb/s
reserva + 42 Mb/s + 42 Mbls + 42 Mbls

Bandas de Banda LTE 4, 13 Banda LTE 13, |Banda LTE 25, |BandaLTE 13, |BandaLTE 13, [BandalTE 1, 2,3, 4,5, 7
frecuencia banda 2, 4, 5, 17 26, 41 banda 2, 4, 5, 17 banda 2, 4, 5, 17 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26,
y7 y7 y7 29, 30, 41
Antena LTE/ Principal Principal Principal Principal Principal Principal (Tx/Rx) +
WWAN (TX/Rx) + (TX/RX) + (TX/Rx) + (TX/Rx) + (TX/Rx) + Auxiliar (Rx/GNSS)
Auxiliar (Rx/ Auxiliar (Rx/ Auxiliar (Rx/ Auxiliar (Rx/ Auxiliar (Rx/
GNSS) GNSS) GNSS) GNSS) GNSS)

Compatibilidad
con sistemas
operativos

Windows 8.1 (32
y 64 bits)

Windows 7 (32
y 64 bits)

Windows 10 (32
y 64 bits)

Windows 8.1 (32
y 64 bits)

Windows 7 (32
y 64 bits)

Windows 10 (32
y 64 bits)

Windows 8.1 (32
y 64 bits)

Windows 7 (32
y 64 bits)

Windows 10 (32
y 64 bits)

Windows 8.1 (32
y 64 bits)

Windows 7 (32
y 64 bits)

Windows 10 (32
y 64 bits)

Windows 8.1 (32
y 64 bits)

Windows 7 (32
y 64 bits)

Windows 10 (32
y 64 bits)

Windows 8.1 (32y
64 bits)

Windows 7 (32 y 64 bits)

Windows 10 (32 y
64 bits)




Puerto USB 3.1
de

12 generaci,n/
USB 2.0

Puerto USB 33.1
de

12 generaci,n/
USB 2.0

Puerto USB 3.1
de

12 generaci,n/
USB 2.0

Puerto USB 3.1
de

12 generaci,n/
USB 2.0

Portaunidades | Verizon AT&T Sprint Rogers Telus Genfricas
Interfaz de host | Compatibilidad | Compatibilidad | Compatibilidad | Compatibilidad | Compatibilidad | Compatibilidad para
para ambos para ambos para ambos para ambos para ambos ambos

Puerto USB 3.1
de

12 generaci,n/
USB 2.0

Puerto USB 3.1 de
12 generaci,n/USB 2.0

Tabla 10. Qualcomm Snapdragon X7 HSPA+ (DW5811e) para las regiones de China e Indonesia

Portaunidades Genfricas China/Indonesia
Red HSPA+ HSPA+
Velocidad (de bajada) <100 Mb/s <100 Mb/s
Velocidad (de subida) <50 Mb/s <50 Mb/s

Red de reserva HSPA+ HSPA+

Velocidad de reserva

(en bajada)

HSPA + 42 Mbls

HSPA + 42 Mbls

Bandas de frecuencia

Banda 1, 2, 3, 4, 5, 8, HSPA+

Banda 1, 2, 3, 4, 5, 8, HSPA+

M,dulo SIM

Se

Se

Antena LTE/WWAN

Principal (Tx/Rx) + Auxiliar (RX/GNSS)

Principal (Tx/Rx) + Auxiliar (RX/GNSS)

Compatibilidad con sistemas operativos

Windows 8.1 (32 y 64 bits)

Windows 10 (32 y 64 bits)

Windows 8.1 (32 y 64 bits)

Windows 10 (32 y 64 bits)

GNSS

Admite GNSS aut,nomo (GPS +
GLONASS) y GNSS asistido (A-GNSS)

Admite GNSS aut,nomo (GPS +
GLONASS) y GNSS asistido (A-GNSS)

Interfaz de host

Puerto USB 3.1 de Ageneraci,n/USB 2.0

Puerto USB 3.1 de Ageneraci,n/USB 2.0

Puertos y conectores

Tabla 11. Puertos y conectores

Funci,n

UsB
M,dem

Audio

Especif caciones

Puerto USB tipo C con DisplayPort y suministro de alimentaci,n

NA

Audio de altadefnici,n de dos canales

Waves MaxxAudio Pro

Conversi,n estereof,nica : 24 bits (de anal,gico a digital y de digital

a anal,gico)

Interfaz interna: c,dec de audio de altaef nici,n.




Expansi,n

Interfaz externa: micr,fono incorporado y conector universal de
altavoces/auriculares estereof,nicos

Altavoces - Potencia/potencia m,xima: 2X2 Wrms/2X2,5 Wpeak;
amplif cadorde altavoz interno: 2 vatios por canal; micr,fono
interno: micr,fono digital doble con la c,mara)

Sin botones de control de volumen; compatibilidad solamente con
botones de acceso r,pido del teclado

Lectora de tarjetas de memoria SD 3.0

Tarjeta ExpressCard

NA

Especi...cacionesle la pantalla

En este tema, se detallan lasspecif cacionesle la pantalla.

Tabla 12.Especi...cacionesle la pantalla para Latitude 3590

HD no ttctil: 15,6 pulg.

FHD antirreCEejono ttctil: 15,6 pulg.

HD ttctil: 15,6 pulg.

Tipo HD antirretejo
Luminancia/ HD: 220 nits
brillo (tepico)

Diagonal 15,6 pulg.
Resoluci,n HD: 1366x768
nativa

Megapexeles HD 1,05
(millones de

pexeles)

Pexeles por 101 para HD
pulgada (ppi)

Relaci,n de 400:1 para HD
contraste

(menima)

Frecuencia de 60 Hz
actualizaci,n

engulo de HD: +404¢-40¢
percepci,n

horizontal

engulo de HD: +104¢-30¢
percepci,n

vertical

Separaci,n HD + 0,252 mm
entre pexeles

Consumode HD:4,0W
energea

(m,ximo)

FHDantirretejo HD True-Life
FHD: 220 nits HD: 200 nits
15,6 pulg. 15,6 pulg.

FHD: 1920x1080

FHD 2,07

141 para FHD

400:1 para FHD

HD: 1366x768

HD 1,05

101 para HD

400:1 para HD

60 Hz 60 Hz

FHD: +404¢-40¢ HD: +404¢-40¢
FHD: +10¢-30¢ HD: +104¢-30«¢
FHD + 0.179 mm HD + 0,252 mm
FHD: 3,7 W HD: 40 W



De...nicionegle las teclas de acceso ripido del

teclado

Tabla 13.De...nicionesle las teclas de acceso ripido del teclado

Combinaci,n de Fn+tecla
Fn+ESC
Fn+F1
Fn+F2
Fn+F3
Fn+F4
Fn+F5
Fn+F6
Fn+F8
Fn+F9
Fn+F10
Fn+F11
Fn+F12

Fn+Imprimir pantalla

Funci,n

Alternar Fn

Silenciar altavoz
Bajar el volumen
Subir el volumen

Rebobinar

Reproducir/pausar

Avance r,pido

Alternar pantalla (tecla Win+P)
Buscar

Aumentar brillo de la retroiluminaci,n del teclado
Aumentar el brillo

Reducir brillo

Inal,mbrica

El comportamiento principal es el de las teclas F1 a F12; el secundario, es el de las teclas multimedia.

La tecla Fn Lock (Bloqueo Fn) solamente cambia del comportamiento primario al secundario de las teclas F1 a F12

Super...cid¥ctil

Tabla 14.Super...cigctil

F7 se comportar, siempre igual porque no tiene un comportamiento secundario

Dimensiones
Anchura 104,4 mm
Altura 79,4 mm




Tabla 15. Gestos de la almohadilla de contacto compatibles con Windows 10

Gestos compatibles

Mover el cursor

Hacer clic/tocar

Hacer clic y arrastrar

Desplazar con 2 dedos

Pellizcar con 2 dedos/zoom

Tocar con 2 dedos

Tocar con 3 dedos (invocar a Cortana)

Deslizar hacia arriba con 3 dedos (ver todas las ventanas abiertas)

Deslizar hacia abajo con 3 dedos (mostrar escritorio)

Deslizar hacia la izquierda/derecha con 3 dedos (cambiar entre las ventanas abiertas)

Tocar con 4 dedos (invocar al Centro de acciones)

Deslizar hacia la izquierda/derecha con 4 dedos (cambiar entre escritorios virtuales)

Especi...cacionesle la baterta

En este tema, se detallan lasspecif cacionesle la baterea.

Tabla 16.Especi...cacionesle la baterta

Prismztica de 42 Wh (3 celdas) con
ExpressCharge

Prismttica de 56 Wh (4 celdas) con
ExpressCharge

Tipo Polemero de litio Polemero de litio
Longitud 184,00 mm (7,24 in) 233,06 mm (9,170 pulg.)
Anchura 97,00 mm (3,82 pulg.) 90,73 mm (3,572 pulg.)
Peso 185¢ 250,00 g

Altura 5.90 mm (0.23 pulgadas) 5.90 mm (0.23 pulgadas)
Voltaje 114V CC 152V CC

Capacidad tepica de A/hora 3,5 Ah 3,67 Ah

Capacidad tepica de W/hora 42 Wh 56 Wh

Temperatura:

En funcionamiento

" Carga:de0‘Cab50‘C(de32'Fa
122°°F)

" Descarga:de0‘Ca70‘C(de32'Fa
158 ‘F)

" Carga:de0‘Cab50‘C(de32'Fa
122°°F)

" Descarga:de0‘Ca70‘C(de32'Fa
158 ‘F)

Sin funcionamiento

de-20‘Ca65‘C(de4‘Fald9'F)

de-20'Ca65‘C(de4‘Fald9'F)




Tiempo de carga:

Modo ExpressCharge

"~ De0a15«<C:4horas
"~ De 16 a 45 <C: 2 horas
" De 46 a 60 «<C: 3 horas

"~ De0a15«<C:4horas
"~ De 16 a 45 <C: 2 horas
" De 46 a 60 «<C: 3 horas

Modo est,ndar

"~ De0a15«<C:4horas
" De 16 a 60 <C: 3 horas

"~ De0a15«<C:4horas
" De 16 a 60 <C: 3 horas

Compatible con ExpressCharge

So

Compatible con BattMan

S-

S-

Opciones del adaptador

En este capetulo, se enumeran laspecif cacioneslel adaptador.

Tabla 17. Opciones del adaptador de CA

Potencia

E4 65 W: Adaptador de CA E4 de
65 vatios

E4 65 W: libre de BFR/PVC

Compatibilidad con sistemas

UMA/discreto

UMA/discreto

Tensi,n de entrada

De 100 VCA a 240 VCA

De 100 VCA a 240 VCA

Corriente de entrada (m,Xx.)

17A

17A

Frecuencia de entrada

De 50 Hz a 60 Hz

De 50 Hz a 60 Hz

Intensidad de salida

3,34 A (continua)

3,34 A (continua)

profundidad en mm)

Tensi,n nominal de salida 19,5 VCC 19,5 VCC
Peso (kg) 0,23 0,29
Dimensiones (alto x ancho x 11x19x%x4,3 11x19x4,3
profundidad en pulg.)

Dimensiones (alto x ancho x 28 x 47 x 108 28 x 47 x 108

Intervalo de temperatura:

De 0 «C a 40 «C

De 0 «C a 40 <«C

En funcionamiento

De 32 <F a 104 <F

De 32 <F a 104 <F

Almacenamiento

De -40 «C a 70 «C

De -40 <F a 158 <F

De -40«Ca 70 <C

De -40 <F a 158 <F

Dimensiones del sistema

En este tema, se detallan las dimensiones de la computadora.

Dimensiones del
sistema

Peso (libras/
kilogramo)

Desde 4,45 1b/2,02 kg




Dimensiones en

pulgadas:

Altura 22,7 mm (0,89 pulg.)
Anchura 380,0 mm (14,96 pulg.)
Profundidad 258,0 mm (10,15 pulg.)
®

real.

NOTA: El peso del sistema y el peso de envto se basan en upan...guracienttpica y pueden variar en funcien de lacon...guracien

Condiciones de funcionamiento

Tabla 18. Condiciones de funcionamiento

Modelo

Dell Latitude serie 3000

Intervalo de temperatura

Funcionamiento: de 0< C a 35 «C (de 32 <F a 95 <F)

Almacenamiento: de -40 <C a 65 «C (de -40 <F a 149 <F)

Humedad relativa (m,xima)

Funcionamiento: del 10 % al 90 %
Almacenamiento: del 0 % al 95 %

Altitud (m,xima)

Funcionamiento: de 0 a 3048 m (de 0 a 10 000 pies)

Almacenamiento: de 0 a 10 668 m (de 0 a 35 000 pies)




Tecnologta y componentes

En este capetulo se ofrece informaci,n detallada sobre la tecnologea y los componentes disponibles en el sistema.

Temas:

- DDR4

Caracteresticas de USB
~  HDMI 14

" USBTipoC

DDRA4

La memoria DDR4 (cuarta generaci,n de velocidad de datos doble) es una sucesora de mayor velocidad de las tecnologeas DDR2 y DDR3.
Permite hasta 512 GB de capacidad, en comparaci,n con el m,ximo de 128 GB por DIMM de la DDR3. La memoria sincr,nica din,mica de
acceso aleatorio DDR4 est, disetada de manera diferente a SDRAM y DDR para impedir que el usuario instale el tipo de memoria incorrectc
en el sistema.

La DDR4 necesita 20 % menos o simplemente 1,2 voltios, en comparaci,n con la DDRS3, que requiere 1,5 voltios de energea el...ctrica para
funcionar. La DDR4 tambi...n es compatible con un nuevo modo de apagado profundo, que permite que el dispositivo host entre en modo de
espera sin la necesidad de actualizar su memoria. Se espera que el modo de apagado profundo reduzca el consumo de energea entre
40-50 %.

Detalles de DDR4

Existen sutiles diferencias entre los m,dulos de memoria DDR3 y DDR4, tal como se indica a continuaci,n.

Diferencia de muesca clave

La muesca de un m,dulo DDR4 se encuentra en una ubicaci,n distinta a la muesca de un m,dulo DDR3. Ambas muescas se encuentran en
el borde de inserci,n, pero la ubicaci,n de la muesca de la DDR4 es ligeramente diferenfta,de evitar que el m,dulo se instale en una
placa o plataforma incompatible.

Figura 1. Diferencia de muesca

Mayor grosor
Los m,dulos DDR4 son ligeramente m,s gruesos que los de DDR3, para dar cabida a m,s capas de setales.



DDR4

Figura 2. Diferencia de grosor

Borde curvo
Los m,dulos DDR4 presentan un borde curvo para facilitar la inserci,n y aliviar la presi,n sobre el PCB durante instalaci,n de la memoria.

Figura 3. Borde curvo

Errores de memoria

Los errores de memoria en el sistema muestran el nuevo c,digo de error ON-FLASH-FLASH u ON-FLASH-ON. Si toda la memoria falla, el
LCD no se enciende. Busque posibles fallas de memoria al probar con m,dulos de memoria sin problemas en los conectores de memoria de
la parte inferior del sistema o bajo el teclado, como en algunos sistemas port,tiles.

Caractertsticas de USB

El Bus serie universal, o USB, se introdujo en 1%ifaplif c, enormemente la conexi,n entre computadoras host y dispositivos perif...ricos
como ratones, teclados, controladores externos e impresoras.

La taba que aparece a continuaci,n ofrece un breve resumen de la evoluci,n del USB.

Tabla 19. Evolucien del USB

Tipo Velocidad de transferencia de datos  Categorta A€o de introduccien
USB 3.0/USB 3.1 Gen 2 5 Gbi/s SuperSpeed 2010
USB 2.0 480 Mb/s Hi-Speed 2000

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (USB de modo de velocidad extra)

Durante atos, el USB 2.0 se tef anzadofrmementecomo el est,ndar de facto de la interfaz en el universo inform,tico con unos

6 mil millones de dispositivos vendidos y, aun ase, aumenta la necesidad de mayor velocidad con una demanda de hardware inform,tico m,s
r,pido y banda ancha a%.n mayor. EI USB 3.0/USB 3.1 Gen fiptiene la respuesta a las demandas de los consumidores, con una

velocidad estimada 10 veces mayor que la de su predecesor. En resumen, las caracterssticas del USB 3.1 Gen 1 son las siguientes:

" Velocidades de transferencia superiores (hasta 5 Gb/s)



Aumento m,ximo de la alimentaci,n del bus y mayor consumo de corriente de dispositivo para acomodar mejor a los dispositivos con un
alto consumo energ...tico

Nuevas funciones de administraci,n de alimentaci,n

Transferencias de datos d%oplex completas y compatibilidad con nuevos tipos de transferencia
Compatibilidad con versiones anteriores de USB 2.0

Nuevos conectores y cable

Las secciones que se muestran a continuaci,n tratan algunas de las preguntas m,s frecuentes en relaci,n con el USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

SUPERSPEED
S USE>
e

S
Velocidad

Actualmente, hay 3 modos de velocidate f nidasseg%on laspecifcaci,n del USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 m,s reciente. 'stas son: SuperSpeed,
alta velocidad y velocidad m,xima. El nuevo modo SuperSpeed tiene una velocidad de transferencia de 4,8 Gbps. Mientras que la
especifcaci,n conserva el modo de alta velocidad y velocidad m,xima, com%.nmente conocidos como USB 2.0 y 1.1 respectivamente, los
modos m,s lentos siguen funcionando a 480 Mbps y 12 Mbps respectivamente y mantienen la compatibilidad con versiones anteriores.

Laespecifcaci,ndel USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ha alcanzado un rendimiento muy superior gracias a los cambios t...cnicos que se indican a
continuaci,n:

Un bus fesico adicional que se agrega en paralelo al bus USB 2.0 existente (consulte la imagen a continuaci,n).

Anteriormente, laespecif caci,n USB 2.0 tenea cuatro cables (alimentaci,n, conexi,n a tierra y dos para datos diferenciales). El
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 agrega cuatro m,s para disponer de dos pares para las diferentes setales (recepci,n y transmisi,n), con un total
combinado de ocho conexiones en los conectores y el cableado.

El USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 utiliza la interfaz de datos bidireccional, en lugar del arreglo de d%oplex medio del USB 2.0. Esto ofrece un
aumento de 10 veces el ancho de banda te rico.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Con las actuales demandas en continuo aumento sobre las transferencias de datos con contenido de video defattei,n, dispositivos

de almacenamiento en terabytes, c,maras digitales de alto conteo de megapexeles, etc., es posible que el USB 2.0 no cuente con la
sufcienterapidez. Adem,s, ninguna conexi,n USB 2.0 podrea llegar al rendimiento m,ximo te,rico de 480 Mbps, lo que lleva a la
transferencia de datos cerca de los 320 Mbps (40 MB/s), el m,ximo real actual. De igual modo, las conexiones USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
nunca alcanzar,n los 4,8 Gb/s. Probablemente veremos una velocidad real m,xima de 400 MB/s con sobrecargas. De este modo, la
velocidad del USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 es 10 veces mayor que la del USB 2.0.



Aplicaciones

El USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 abre el panorama y proporciona m,s espacio para que los dispositivos ofrezcan una mejor experiencia en general
Mientras que anteriormente apenas se soportaba el vedeo de USB (desde una perspectiva de resoluci,n m,xima, latencia y compresi,n de
video), es f,cil imaginar que con una disponibilidad de 5 a 10 veces el ancho de banda, las soluciones de vedeo de USB deberean funcionar
mucho mejor. DVI de enlace %onico requiere casi 2 Gbps de rendimiento. Mientras que los 480 Mbps eran restrictivos, los 5 Gbps resultan
m,s que alentadores. Con los 4,8 Ghps de velocidad prometidos, el est,ndar encontrar, su camino en algunos productos que anteriormente
no eran parte del territorio de USB, como los sistemas de almacenamiento de RAID externo.

A continuaci,n, se enumeran algunos de los productos que cuentan con USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 de velocidad extra:

Unidades de disco duro USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 externas para computadora de escritorio
~ Unidades de disco duro USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 port,tiles

" Adaptadores y acoplamiento de unidades USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

" Lectores y unidades Flash USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

" Unidades de estado s,lido USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

"~ RAID USB 3.0/USB31Gen 1l

Unidades ,pticas

Dispositivos multimedia

Sistema de red

Tarjetas de adaptador y concentradores USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Compatibilidad

La buena noticia es que el USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 selaaif cadocuidadosamente desde el principio para coexistir sin inconvenientes con

el USB 2.0. En primer lugar, si bien el USB 3.0/USB 3.1 Gespkcif calas nuevas conexiones fesicas y, por lo tanto, cables nuevos para
aprovechar las ventajas de la mayor velocidad del nuevo protocolo, el conector en s conserva la misma forma rectangular con los cuatro
contactos USB 2.0 exactamente en la misma ubicaci,n anterior. Los cables del USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 presentan cinco nuevas conexiones
para transportar los datos transmitidos y recibidos de manera independiente, y solo entran en contacto cuando se conectan a una conexi,n
USB adecuada de velocidad extra.

Windows 8/10 es compatible con las controladoras USB 3.1 Gen 1. Esto contrasta con las versiones anteriores de Windows, que siguen
necesitando drivers independientes para las controladoras USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

Microsoft anunci, que Windows 7 serea compatible con USB 3.1 Gen 1, quiz, no en su primer lanzamiento, sino en un Service Pack posterior
0 una actualizaci,n. No es errado pensar que, luego de una versi,n exitosa de USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 para Windows 7, la compatibilidad
con el modo de velocidad extra se extienda a la versi,n Vista. Microsoft locoa f rmadoexplicando que la mayorea de sus socios considera

gue Vista tambi...n deberea admitietaecif caci,n USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

El soporte SuperSpeed para Windows XP es desconocido hasta el momento. Dado que XP es un sistema operativo de siete atos, la
probabilidad de que esto ocurra es remota.

HDMI 1.4

Esta secci,n proporciona informaci,n sobre HDMI 1.4 y sus caracteresticas adem,s de las ventajas.

HDMI (High-Def nitionMultimedia Interface [interfaz multimedia de altéefnici,n]) es una interfaz de audio/vedeo completamente digital,

sin comprimir, respaldada por la industria. HDMI proporciona una interfaz entre cualquier fuente digital de audio/vedeo compatible, como un
reproductor de DVD o un receptor A/V, y un monitor digital de audio o vedeo, como un televisor digital (DTV). Las aplicaciones previstas
para HDMI son televisor y reproductores de DVD. La principal ventaja es la reducci,n de cables y las normas de protecci,n de contenido.
HDMI es compatible con vedeos est,ndar, mejorados o de alé&f nici,n y con audios digitales multicanal en un solo cable.



©) | NOTA: HDMI 1.4 proporcionar} compatibilidad con audio de 5.1 canales.

Funciones de HDMI 1.4

Canal Ethernet HDMI: agrega conexi,n de red de alta velocidad a un enlace HDMI, lo que permite a los usuarios sacar el m,ximo
provecho de sus dispositivos con IP sin un cable Ethernet independiente.

Audio Return Channel permite que un televisor con un sintonizador incorporado y conectado con HDMI envee datos de audio
"ascendentes” a un sistema de audio envolvente. De este modo, se elimina la necesidad de un cable de audio adicional.

3D: defneprotocolos de entrada/salida para los principales formatos de vedeo 3D, preparando el camino para los juegos en 3D y las
aplicaciones de cine 3D en casa.

Tipo de contenido: setalizaci,n en tiempo real de los tipos de contenido entre la pantalla y el dispositivo de origen, lo que permite que
el televisor optimice los ajustes de imagen en funci,n del tipo de contenido.

Espacios de color adicionalesagrega compatibilidad para m,s modelos de color que se utilizan en fotografea digitaf gos
inform, ticos.

Compatibilidad con 4K ofrece resoluciones de vedeo muy superiores a 1080p y compatibilidad con pantallas de %.ltima generaci,n que
rivalizar,n con los sistemas de cine digital utilizados en muchas salas de cine comercial.

Conector HDMI Micro: un nuevo conector de menor tamato para tel...fonos y otros dispositivos port,tiles compatible con resoluciones
de vedeo de hasta 1080p.

Sistema de conexien para automsviles: nuevos cables y conectores para sistemas de vedeo para autom,viles, disetados para
satisfacer las necesidades exclusivas del mundo del motor, ofreciendo aut...ntica calidad HD.

Ventajas de HDMI

Calidad: HDMtransfereaudio y vedeo digital sin comprimir, para obtener una imagen con calidad y nitidez m,ximas.

Bajo coste: HDMI proporciona la calidad y funcionalidad de una interfaz digital, mientras que ofrece compatibilidad con formatos de
vedeo sin comprimir de forma sencilleeycaz.

El audio HDMI es compatible con varios formatos de audio, desde est...reo est,ndar hasta sonido envolvente multicanal.

HDMI combina vedeo y audio multicanal en un %onico cable, lo que elimina los costes, la complejidad y la confusi,n de la utilizaci,n de
varios cables en los sistemas A/V actuales.

HDMI admite la comunicaci,n entre la fuente de vedeo (como un reproductor de DVD) y un televisor digital, lo que ofrece una nueva
funcionalidad.

USB Tipo C

USB Tipo C es un nuevo conector fesico de pequeto tamato. El conector en se es compatible con una serie de est,ndares USB nuevos y
prometedores, como USB 3.1 y USB Power Delivery (USB PD).

Modo alternativo

USB Tipo C es un nuevo conector est,ndar de pequeto tamato. Es de aproximadamente un tercio del tamato del antiguo USB Tipo A. Se
trata de un est,ndar de conector %onico que todo dispositivo debe poder a utilizar. Los puertos USB Tipo C pueden admitir una variedad de
diferentes protocolos mediante "modos alternativos”, lo que permite tener adaptadores que pueden ofrecer HDMI, VGA, DisplayPort y otros
tipos de conexiones desde ese %onico puerto USB

USB Power Delivery (USB PD)

Laespecifcaci,n USB PD tambi...n est, estrechamente vinculada con USB Tipo C. Actualmente, los tel...fonos inteligentes, las tabletas y
otros dispositivos m,viles a menudo utilizan una conexi,n USB para la carga. Una conexi,n USB 2.0 proporciona hasta 2,5 vatios de
potencia, con la que se podr, cargar el tel...fono, pero no m,s que eso. Una laptop podrea requerir hasta 60 vatios, por ejemplo. La
especifcaci,n USB Power Delivery sube la entrega de alimentaci,n a 100 vatios. Es bidireccional, por lo que un dispositivo puede enviar o
recibir alimentaci,n. Y esa alimentaci,n se puede transferir al mismo tiempo que el dispositivo transmite datos a trav...s de la conexi,n.



Esto podrea anunciar €In de todos los cables de carga de laptops propietarios, ya que toda carga se podr, realizar a trav...s de una
conexi,n USB est,ndar. Podr, cargar la laptop desde uno de esos packs de batereas port,tiles que se utilizan actualmente para tel...fonos
inteligentes y otros dispositivos port,tiles. Podr, conectar la laptop a una pantalla externa conectada a un cable de alimentaci,n y esa
pantalla externa podr, cargar la laptop a medida que se utiliza como pantalla externa, todo a trav...s de una pequeta conexi,n USB Tipo C.
Para utilizar esta caracterestica, el dispositivo y el cable deben ser compatibles con USB Power Delivery. Contar con una conexi,n USB
Tipo C nosignifcanecesariamente poder hacerlo.

USB Tipo Cy USB 3.1

USB 3.1 es un nuevo est,ndar USB. En teorsa, el ancho de banda del puerto USB 3 es de 5 Ghps, mientras que el del puerto USB 3.1 Gen2
es de 10 Gbps. Es el doble de ancho de banda y tan r,pido como un conector Thunderbolt de primera generaci,n. USB Tipo C no es lo
mismo que USB 3.1. USB Tipo C es tan solo la forma del conector, pero la tecnologea subyacente podrea ser USB 2 0 USB 3.0. De hecho, la
tableta Android Nokia N1 utiliza un conector USB Tipo C, pero por debajo es completamente USB 2.0, ni siquiera USB 3.0. Sin embargo,
estas tecnologeas est,n estrechamente relacionadas.
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Opciones decon...guraciendel sistema

® | NOTA: Los elementos listados en esta seccien aparecerin o no en funcien del equipo y de los dispositivos instalados.

Temas:

Secuencia de arranque
" Teclas de navegaci,n

Descripci,n general del programa deonfguraci,n del sistema

Acceso al programa System SetufConfguraci,n del sistema)

Opciones de la pantalla General (General)

Opciones de la pantalla Systef@onfguration(Confguraci,n del sistema)
Opciones de la pantalla Video (Vedeo)

Opciones de la pantalla Security (Seguridad)

Opciones de la pantalla Secure Boot (Inicio seguro)

Opciones de la pantalla Intel Software Guard Extensions (Extensiones de protecci,n del software Intel)
Opciones de la pantalla Performance (Rendimiento)

Opciones de la pantalla Administraci,n de la alimentaci,n

Opciones de la pantalla Comportamiento durante la POST

Opciones de la pantalla Virtualization support (Compatibilidad con virtualizaci,n)
Opciones de la pantalla Wireless (Inal,mbrico)

Opciones de la pantalla Maintenance (Mantenimiento)

Opciones de la pantalla System logs (Registros del sistema)

Resoluci,n del sistema SupportAssist

Resoluci,n del sistema de SupportAssist

Actualizaci,n de BIOS en Windows

Actualizaci,n del BIOS del sistema mediante una unidgash USB

Contraseta del sistema y deonfguraci,n

Secuencia de arranque

La secuencia de arranque le permite omitir el orden de dispositivos de arradgfiaidoen laconfguraci,n del sistema y arrancar
directamente desde un dispositivespecefco(por ejemplo, la unidad ,ptica o la unidad de disco duro). Durante la autoprueba de encendido
(POST), cuando aparezca el logotipo de Dell, puede hacer lo siguiente:

Acceder al programa deonfguraci,n del sistema al presionar la tecla F2

Activar el men%o de inicio de una vez al presionar la tecla F12

El men%. de arranque de una vez muestra los dispositivos desde los que puede arrancar, incluida la opci,n de diagn,stico. Las opciones del
men%. de arranque son las siguientes:

Unidad extrasble (si est, disponible)
" Unidad STXXXX

®| NOTA: XXX denota el n%.mero de la unidad SATA.
Unidad ,ptica (si est, disponible)
" Unidad de disco duro SATA (si est, disponible)



Diagn,stico
®| NOTA: Al elegir Diagnesticos, aparecert la pantallaDiagnesticos de ePSA.

La pantalla de secuencia de inicio tambi...n muestra la opci,n de acceso a la pantallaatef uraci,n del sistema.

Teclas de navegacien

(O | NOTA: Para la mayorta de las opciones depn...guraciendel sistema, se registran los cambios efectuados, pero no se aplican
hasta que se reinicia el sistema.

Teclas Navegaci,n

Flecha hacia arriba Se desplaza al campo anterior.

Flecha hacia abajo Se desplaza al campo siguiente.

Intro Permite introducir un valor en el campo seleccionado, si se puede, o seguir el venculo del campo.
Barra espaciadora Amplsa o contrae una lista desplegable, si procede.

LengCEeta Se desplaza a la siguiente ,rea de enfoque.

q NOTA: Solo para el explorador degri...cosestindar.

Esc Cambia a la p,gina anterior hasta visualizar la pantalla principal. Si presiona la tecla Esc en la pantalla principal,
aparecer, un mensaje que le solicitar, guardar los cambios y reiniciar el sistema.

Descripcien general del programa decon...guraciendel
sistema

Laconfguraci,n del sistema le permite:

~ Cambiar la informaci,n deconfguraci,n del sistema despu...s de agregar, cambiar o extraer hardware del equipo.
" Establecer o cambiar opciones seleccionables por el usuario, como la contraseta de usuario.
" Leer la cantidad de memoria actual o establecer el tipo de unidad de disco duro que est, instalada.

Antes de utilizar el programa deonfguraci,n del sistema, se recomienda anotar la informaci,n de las pantallasdefguraci,n del sistema
para poder utilizarla posteriormente.

A menos que sea un usuario experto, no cambie leon...guraciende este programa. Algunos cambios pueden
provocar que el equipo no funcione correctamente.

Acceso al programa System Setup(Con...guraciendel
sistema)

1 Encienda (o reinicie) el equipo.
2 Despu...s de que aparezca el logotipo blanco de Dell, presione <F2> inmediatamente.
Aparecer, la p,ginaConfguraci,n del sistema.

0]

NOTA: Si tarda demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, espere hasta que se muestre el escritorio. A
continuacien, apague o reinicie la computadora y vuelva a intentarlo.

®

NOTA: Cuando aparezca el logotipo de Dell, tambifn puede pulsar <F12> y, a continuacien, seleccion@on...guracien
del BIOS




Opciones de la pantalla General (General)

En esta secci,n se enumeran las principales caracteresticas de hardware del equipo.

Opci,n

Informacien del
sistema

Battery Information

Secuencia de inicio

Advanced Boot
Options

Seguridad de ruta
de arranque UEFI

Fecha/Hora

Descripci,n

En esta secci,n se enumeran las principales caracteresticas de hardware del equipo.

System Information (Informaci,n del sistema): muestra la versi,n del BIOS, la etiqueta de servicio, la etiqueta
de recurso, la etiqueta de propiedad, la fecha de propiedad, la fecha de fabricaci,n y el ¢,digo de servicio
r,pido. La actualizaci,n defrmware frmadoest, habilitada de manera predeterminada

Memory Information (Informaci,n de la memoria): muestra la memoria instalada, la memoria disponible, la
velocidad de la memoria, el modo de canales de la memoria, la tecnologea de la memoria, el tamato del m,dulo
DIMM Ay el tamato del m,dulo DIMM B.

Processor Information (Informaci,n del procesador): muestra el tipo de procesador, el recuento de n%ocleos, el
ID del procesador, la velocidad de reloj actual, la velocidad de reloj menima, la velocidad de reloj m,xima, la cach...
del procesador L2, la cach... del procesador L3, la capacidad de HT y la tecnologea de 64 bits.

Device Information (Informaci,n del dispositivo): muestra la unidad de disco duro principal, la SSD SATA M.2, la
SSD-0 M.2 PCle, la direcci,n MAC (MAC address) de LOC, la controladora de vedeo, la controladora de vedeo
dGPU, la versi,n del BIOS de vedeo, la memoria de vedeo, el tipo de panel, la resoluci,n nativa, la controladora
de audio, el dispositivo Wi-Fi, el dispositivo de telefonea m,vil y el dispositivo Bluetooth.

Muestra el estado de la baterea y si el adaptador de CA est, instalado.

Le permite cambiar el orden en el que el equipo busca un sistema operativo.

Windows Boot Manager (Administrador de inicio de Windows) (predeterminado)
Opci,n de lista de inicio

Legacy External Devices (Dispositivos externos anteriores)

UEFI (predeterminado del sistema)

Esta opci,n le permite obtener las ROM de la opci,n heredada para que se carguen. La opEnable Legacy
Option ROMs (Activar ROM de opcien heredada) est, desactivada de manera predeterminada. La opci,n Enable
Attempt Legacy Boot (Activar intento de inicio heredado) est, activada de manera predeterminada.

Siempre, excepto HDD interna (predeterminada)
Always (Siempre)
Never (Nunca)

Permitemodif carla fecha y la hora.

Opciones de la pantalla SystemCon...guration
(Con...guraciendel sistema)

Opci,n
Integrated NIC

SATA Operation

Descripci,n

Controla el controlador LAN integrado. La opci,n "Enable UEFI Network Stacke (Habilitar pila de red) no est,
seleccionada de manera predeterminada.

Las opciones son:

Disabled (Desactivado)
Enabled (Activado)
Enabled w/PXE (habilitada con PXE; esta es la opci,n predeterminada)

Permite confgurarel modo operativo del controlador de la unidad de disco duro integrada SATA.



Opci,n Descripci,n
" Disabled (Desactivado)
" AHCI
" RAID On(RAID activado): valor predeterminado

Drives Permite habilitar o deshabilitar las diferentes unidades de la placa.

SATA-0 (valor predeterminado)
" SATA-2 (valor predeterminado)
" M.2 PCle SSD-0 (valor predeterminado)

SMART Reporting  Permite controlar si se informan los errores de la unidad de disco duro para unidades integradas durante el inicio del
sistema. La opci,n "Enable CPUID Limite (Habilitar ls'mite CPUID) no est, seleccionada de manera predeterminada

Con...guracisnde  Esta es una caracterestica opcional.

usB
Este campoconfgurala controladora USB integrada. Si la opci,n Boot Support (Compatibilidad de arranque) est,
activada, el sistema puede arrancar desde cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento masivo USB (unidad de
disco duro, llave de memoria, unidad de disquete).
Si el puerto USB est, activado, el dispositivo conectado al puerto est, activado y disponible para el sistema
operativo.
Si el puerto USB est, desactivado, el sistema operativo no podr, ver ning%.n dispositivo que se le conecte.
Las opciones son:
" Enable USB Boot Support(Habilitar compatibilidad con inicio mediante USB): esta es la opci,n
predeterminada
" Enable External USB Port(Habilitar puerto USB externo): esta es la opci,n predeterminada
NOTA: El teclado y el mouse USB funcionan siempre en laon...guraciendel BIOS, independientemente
de esta con...guracien.
Confguraci,n del La opci,n "Always Allow Dell Dockse (Permitir siempre acoplamientos de Dell) est, seleccionada de manera

acoplamiento tipo C predeterminada.

de Dell Si seconfguraen Enabled (Habilitada), permite la conexi,n a la familia de acoplamientos WD y TB de Dell
(acoplamientos tipo C), independientemente dedanfguraci,n de USB y del adaptador Thunderbolt.

Si seconfguraen Disabled (Deshabilitada), los acoplamientos se controlar,n usandoie guraci,n de USB y del
adaptador Thunderbolt.

USB PowerShare  Este campoconfgurael comportamiento de la funci,n USB PowerShare. Esta opci,n le permite cargar
dispositivos externos mediante el uso de la baterea del sistema almacenada a trav...s del puerto USB PowerShare. La
opci,n "Enable USB Powershares (Habilitar USB Powershare) est, deshabilitada de manera predeterminada.

Audio Este campo activa o desactiva el controlador de audio integrado. De manera predeterminada, la dfrahle
Audio (Activar audio) esta seleccionada. Las opciones son:

Enable Microphone (Activar micr,fono): activado de forma predeterminada
Enable Internal Speaker (Habilitar altavoz interno): habilitado de manera predeterminada

lluminaci,n del Las opciones son:
teclado

Disabled (Desactivado)
Dim (Tenue)
Bright (Brillante): valor predeterminado



Opci,n Descripci,n

Keyboard Backlight Las opciones son:
Timeout on AC

5 seconds (5 segundos)

10 seconds(10 segundos): valor predeterminado
15 seconds (15 segundos)

30 seconds (30 segundos)

1 minute (1 minuto)

5 minutes (5 minutos)

15 minutes (15 minutos)
Never (Nunca)

Keyboard Backlight Esta funci,n permite def nirel valor de expiraci,n de tiempo de la retroiluminaci,n del teclado cuando el sistema
Timeout on Battery funciona solamente con la baterea.

Las opciones son:

5 seconds (5 segundos)
~ 10 seconds(10 segundos): valor predeterminado
15 seconds (15 segundos)

30 seconds (30 segundos)

1 minute (1 minuto)

5 minutes (5 minutos)
15 minutes (15 minutos)
Never (Nunca)

Touchscreen Permite controlar si la pantalla t,ctil est, habilitada o deshabilitada. La opci,n de pantalla t,ctil est, habilitada de
manera predeterminada.

Unobtrusive Mode Cuando esta opci,n est, habilitada, al pulsar Fn+F7 se apagan todas las emisiones de luz y sonido en el sistema.

Disabled (Deshabilitado): valor predeterminado

Miscellaneous Permite activar o desactivar los siguientes dispositivos:
Devices

Enable Camera(Habilitar c,mara): valor predeterminado
Enable Secure Digital (SD) Card(Habilitar tarjeta Secure Digital [SD]): valor predeterminado
Secure Digital (SD) Card Read-Only Mode (Modo de solo lectura de la tarjeta Secure Digital [SD])

Enable Hard Drive Free Fall Protection(Habilitar protecci,n contra casda de la unidad de disco duro): valor
predeterminado

~ Secure Digital (SD) Card Boot

Opciones de la pantalla Video (Vtdeo)

Opci,n Descripci,n

Brillo LCD Le permite ajustar el brillo en funci,n de la fuente de energea: On Battery (Baterea) u On AC (CA). El brillo del panel
LCD es independiente de la baterea y del adaptador de CA. Se puede establecer mediante el control deslizante.



Opciones de la pantalla Security (Seguridad)

Opci,n

Contrase€a de
administrador

Contrase€a del

sistema

Internal HDD-0
Password

Strong Password

Password
Con...guration

Password Bypass

Cambio de
contrase€a

Non-Admin Setup
Changes

Descripci,n
Permite establecer, cambiar o eliminar la contraseta de administrador.

NOTA: La contrase€a de administrador debe establecerse antes que la contrase€a del sistema o unidad
de disco duro. Al eliminar la contrase€a de administrador, se elimina automiticamente la contrase€a del
sistema.

®| NOTA: Los cambios de contrase€a realizados correctamente se aplican de forma inmediata.

Confguraci,n predeterminada: sin establecer

Permite def nir,cambiar o eliminar la contraseta del sistema.

q NOTA: Los cambios de contrase€a realizados correctamente se aplican de forma inmediata.

Confguraci,n predeterminada: sin establecer

Permite def nir,cambiar o eliminar la contraseta de administrador.

q NOTA: Los cambios de contrase€a realizados correctamente se aplican de forma inmediata.

Confguraci,n predeterminada: sin establecer

Permite establecer como obligatoria la opci,n de establecer siempre contrasetas seguras.

Confguraci,n predeterminada: la opci,n Enable Strong Password (Activar contraseta segura) no est,
seleccionada.

NOTA: Si se ha activado la contrase€a segura, las contrase€as de administrador y del sistema deben
contener, como mtnimo, un cartcter en may%o.scula y un carfcter en mind%eoscula, y deben tener una
longitud mtnima de ocho caracteres.

Le permiteespecifcarla longitud menima y m,xima de las contrasetas del administrador y del sistema.

min-4 (menimo de 4): es la opci,n predeterminada; si desea cambiarla, puede aumentar el n%o.mero.
max-32 (m,ximo de 32): puede reducir el n%o.mero.

Permite activar o desactivar el permiso para omitir las contrasetas del sistema y de la unidad de disco duro interna,

cuando est,n establecidas. Las opciones son:

Disabled (Deshabilitado): opci,n seleccionada de manera predeterminada
Reboot bypass (Omisi,n de reinicio)

Permite habilitar el permiso para deshabilitar las contrasetas del sistema y de la unidad de disco duro si se ha
establecido la contraseta de administrador.

Confguraci,n predeterminada: la opci,nAllow Non-Admin Password Changes (Permitir cambios en las
contrase€as que no sean de administradorkest, seleccionada.

Le permite determinar si los cambios en la opci,n denfguraci,n est,n permitidos cuando est, establecida una
contraseta de administrador. Si est,n deshabilitadas, las opcionesalgf guraci,n est,n bloqueadas con una
contraseta de administrador.

La opci,n "allow wireless switch changese (Permitir cambios del interruptor de conexi,n inal,mbrica) no est,
seleccionada de manera predeterminada.



Opci,n Descripci,n

UEFI Capsule Le permite habilitar o deshabilitar. Esta opci,n controla si el sistema permite que las actualizaciones del BIOS a
Firmware Updates trav...s de los paquetes de actualizaci,n de la c,psula UEFI. Las opciones son:

Enable UEFI Capsule Firmware Updates (Habilitar actualizacionefgrawvare de c,psula UEFI): opci,n
habilitada de manera predeterminada

TPM 2.0 Security Le permite activar el m,dulo de plataforma segura (TPM) durante la POST. Las opciones son:

TPM On (TPM habilitado): opci,n habilitada de manera predeterminada
Clear (Desactivado)

PPI Bypass for Enable CommandgOmisi,n PPI para habilitar comandos): opci,n habilitada de manera
predeterminada
~ PPl Bypass for Disable Commands (Omisi,n PPI para los comandos desactivados)
PPI Bypass for Clear Command (Omisi,n PPI para borrar comandos)

Attestation enable (Habilitarcertif cado): opci,n habilitada de manera predeterminada

Key storage enable(Habilitar almacenamiento de claves): opci,n habilitada de manera predeterminada
SHA-256: opci,n habilitada de manera predeterminada
Disabled (Desactivado)

Enabled (Habilitado): opci,n habilitada de manera predeterminada

q NOTA: Para actualizar o desactualizar TPM 2.0, descargue la herramienta de contenedor de TPM
(software).

Computrace Permite activar o desactivar el software opcional Computrace. Las opciones son:

Deactivate (Desactivar)
Disable (Deshabilitar)
Activate (Activar): activada de forma predeterminada

NOTA: Las opciones Activate (Activar), Deactivate (Desactivar) y Disable (Deshabilitar) activartn o
deshabilitarfn de manera permanente la funcien, y no se permitirtn cambios posteriores.

CPU XD Support Permite habilitar el modo Execute Disable (Deshabilitaci,n de ejecuci,n) del procesador.
Enable CPU XD Support (Activar soporte CPU XD): activada de forma predeterminada

OROM Keyboard | 55 opciones son:

Access
Enabled (habilitado): opci,n predeterminada
Disabled (Desactivado)
One Time Enable (Activado por una vez)
Admin Setup Permite impedir que los usuarios entren en el programacdefguraci,n cuando hay establecida una contraseta de
Lockout administrador.
Confguraci,n predeterminada: la opci,n Habilitar bloqueo d®nfguraci,n del administrador est, deshabilitada de
manera predeterminada.
Bloqueo de Esta opci,n est, activada de forma predeterminada.

contrase€a maestra

SMM Security Esta opci,n habilita o deshabilita la protecci,n de reducci,n de riesgos de SMM de UEFI. El sistema operativo
Mitigation puede utilizar esta funci,n para ayudar a proteger el entorno seguro creado por la seguridad basada en la
virtualizaci,n. Esta opci,n est, desactivada de forma predeterminada.



Opci,n
(Reducci,n de
riesgos de SMM)

Descripci,n

Opciones de la pantalla Secure Boot (Inicio seguro)

Opci,n

Secure Boot Enable

Expert Key
Management

Descripci,n

Esta opci,n activa o desactiva la caracterestica daicio seguro.

Disabled (Desactivado)
Activado (predeterminado)

Le permite manipular las bases de datos con clave de seguridad solo si el sistema se encuentra en Custom Mode
(Modo personalizado). La opci,fEnable Custom Mode (Activar modo personalizado)est, desactivada de
manera predeterminada. Las opciones son:

PK (activada de manera predeterminada)
~  KEK

"~ db

~ dbx

Si activa la opci,nModo personalizada aparecer,n las opciones relevantes paRK, KEK, db y dbx Las opciones
son:

Save to File: guarda la clave en un archivo seleccionado por el usuario.
Replace from File:reemplaza la clave actual con una clave de un archivo seleccionado por el usuario.
Append from File: agrega una clave a la base de datos actual a partir de un archivo seleccionado por el usuario.

Delete: elimina la clave seleccionada.
Reset All Keys:restablece laconfguraci,n predeterminada.
Delete All Keys:elimina todas las claves.

NOTA: Si desactiva la opcien Modo personalizadq todos los cambios realizados se eliminarin y las claves
se restablecertn a lacon...guracisnpredeterminada.

Opciones de la pantalla Intel Software Guard
Extensions (Extensiones de proteccien del software

Intel)

Opci,n
Intel SGX Enable

Enclave Memory
Size

Descripci,n
Este campoespecifcague proporcione un entorno seguro para ejecutar c,digo o guardar informaatonfdencial
en el contexto del sistema operativo principal. Las opciones son:

Disabled (Desactivado)
" Enabled (Activado)
Controlado por software (valor predeterminado)

Esta opci,n establece elfama€o de la memoria de enclave de reserva SGXas opciones son las siguientes: Las
opciones son:

" 32MB
" 64 MB



Opci,n

Descripci,n
~ 128 MB

Opciones de la pantalla Performance (Rendimiento)

Opci,n
Multi-Core Support

Intel SpeedStep

C-States Control

Intel TurboBoost

HyperThread
Control (Control
hyper-thread)

Descripci,n

Este campoespecifcasi el proceso se produce con uno o todos los n%.cleos activados. El rendimiento de algunas
aplicaciones mejora si se utilizan m,s n%ocleos. Esta opci,n est, activada de forma predeterminada. Permite activar

o desactivar la compatibilidad con varios n%o.cleos del procesador. El procesador instalado admite dos n%o.cleos. Si
activa la compatibilidad multin%.cleo, se activan dos n%o.cleos. Si desactiva la compatibilidad multin%.cleo, se activa ur
n%ocleo.

Opciones

Todos (seleccionado de manera predeterminada)
1
t2
-3
Permite habilitar o deshabilitar la funci,n Intel SpeedStep.

Enable Intel SpeedStep (Habilitar Intel SpeedStep)

Confguraci,n predeterminada: la opci,n est, activada.

Permite activar o desactivar los estados de reposo adicionales del procesador.
~  C-States (Estados C)

Confguraci,n predeterminada: la opci,n est, activada.

Permite habilitar o deshabilitar el modo Intel TurboBoost del procesador.
Enable Intel TurboBoost (Habilitar Intel TurboBoost)

Confguraci,n predeterminada: la opci,n est, activada.

Habilita o deshabilita HyperThreading en el procesador.

Habilitado (opci,n predeterminada)
Disabled (Desactivado)

Opciones de la pantalla Administracien de la
alimentacien

Opci,n

Descripci,n

Comportamiento de Permite habilitar o deshabilitar el encendido autom,tico del equipo cuando se conecta un adaptador de CA.

CA

Confguraci,n predeterminada: la opci,n Wake on AC (Activaci,n al conectar a CA) no est, seleccionada.

Enable Intel Speed Esta opci,n est, activada de forma predeterminada.

shift Technology



Opci,n Descripci,n
(Habilitar tecnologea
Intel Speed Shift)

Auto On Time Le permite establecer la hora en que el equipo debe encenderse autom,ticamente. Las opciones son: Las opciones
son:

Disabled (Desactivado)
" Every Day (Todos los deas)
Weekdays (Deas de la semana)

Select Days (Deas seleccionados)

Confguraci,n predeterminada: Disabled (Desactivado)

USB Wake Support Permite habilitar dispositivos USB para activar el sistema desde el modo de espera.

NOTA: Esta funcien solo estt operativa cuando est} conectado el adaptador de CA. Si se extrae el
adaptador de alimentacien CA durante el modo de espera, laon...guraciendel sistema desconecta la
alimentacien de todos los puertos USB para ahorrar baterta.

Enable USB Wake Support (Activar compatibilidad para activaci,n USB)
Activar acoplamiento USB-C de Dell

Confguraci,n predeterminada: la opci,n Wake on Dell USB-C (Activarse con acoplamiento de USB tipo C de Dell)
est, habilitada.

Wireless Radio Opciones
Control
Controlar radio WLAN

Controlar radio WWAN

Ninguna de estas opciones est, seleccionada de manera predeterminada.

Activacien de Permite activar o desactivar la funci,n que activa el equipo desde el estado de apagado mediante una setal de la
WLAN LAN.

Disabled(Deshabilitado): opci,n predeterminada
~  LAN Only (Solo LAN)

" WLAN Only (S,lo WLAN)

~  LAN or WLAN (LAN o WLAN)

“ LAN con inicio PXE

Block Sleep Esta opci,n permite bloquear entrar en estado de reposo (estado S3) en el ambiente del sistema operativo.
Block Sleep (S3 state) (Bloquear reposo, estado S3)

Confguraci,n predeterminada: la opci,n est, desactivada.

Cambio miximo Esta opci,n le permite disminuir el consumo de energea de CA durante el consumo de energea m,xima en cualquier
momento del dea. Despu...s de activar esta opci,n, el sistema solo se ejecuta en la baterea incluso si el adaptador de
CA est, conectado.

La opci,n Enable Peak Shift (Habilitar cambio m,ximo) no est, seleccionada de manera predeterminada
Establecer umbral de la baterea (15% al 100%), 15% (activado de manera predeterminada)



Opci,n

Con...guraciende
carga de baterfa
avanzada

Con...guraciende
carga de baterta
principal

Descripci,n

Esta opci,n le permite aumentar el estado de consumo de la baterea. Si se habilita esta opci,n, el sistema utiliza el
algoritmo est,ndar de carga y otras t...cnicas durante las horas no laborales para prolongar la vida %otil de la batersa.

La opci,n Enable Advanced Battery Charge Mode (Habilitar modo de carga avanzado de la batersa) est,
deshabilitada de manera predeterminada

Le permite seleccionar el modo de carga de la baterea. Las opciones son:

Adaptable: activado de manera predeterminada

Est,ndar: carga completamente la baterea a una frecuencia est,ndar.

Carga r,pida: la batersa se carga durante un pereodo m,s corto mediante la tecnologea de carga r,pida de Dell.
Esta opci,n se activa de manera predeterminada.

Primarily AC use (Uso principal de CA)
Personalizado

Si se selecciona esta opci,n, tambi...n puedn fgurarCustom Charge Start (Inicio de carga personalizada) y
Custom Charge Stop (Parada de carga personalizada).

NOTA: Puede que no todos los modos de carga estfn disponibles para todas las batertas. Para activar
esta opcien, se debe desactivar la opcien Con...guracienavanzada de carga de la baterta

Opciones de la pantalla Comportamiento durante la

POST

Opci,n
Adapter Warnings

Activar Blog Num.

Descripci,n

Permite habilitar o deshabilitar los mensajes de aviso del programeoté¢ guraci,n del sistema (BIOS) cuando se
utilizan determinados adaptadores de corriente.

Confguraci,n predeterminada: Enable Adapter Warnings (Activar avisos de adaptador)

Esta opci,n permite especifcarsi la funci,n de Blog Num se debe habilitar cuando se inicia el sistema. La opci,n
"Enable Numlocke (Habilitar Blog Num) est, seleccionada de manera predeterminada.

Emulaci,n de la tecla Esta funci,n le permite utilizar la tecla <Bloq Despl> de un teclado PS/2 externo del mismo modo en que usa la

Fn

Opciones de
bloqueo de Fn

Fastboot

Extended BIOS
POST Time

tecla <Fn> en un teclado interno de la computadora.

Enable Fn key Emulation(Habilitar emulaci,n de tecla Fn): opci,n predeterminada

Permite que la combinaci,n de teclas de acceso r,pido Fn + Esc alterne el comportamiento principal de F1“F12
entre las funciones est,ndar y secundarias. Si desactiva esta opci,n, no podr, cambiar din,micamente el
comportamiento principal de estas teclas. Las opciones posibles son:

Modo de bloqueo desactivado/est,ndar (activado de manera predeterminada)

Lock Mode Enable or Secondary (Habilitar modo de bloqueo o secundario)

Le permite acelerar el proceso de inicio al omitir algunos pasos de compatibilidad. Las opciones son:

Minimal (Menimo)

Thorough (Exhaustivo): opci,n habilitada de manera predeterminada
Autom,tico

Le permite crear una demora de inicio previo adicional. Las opciones son:

0 segundos (activada de manera predeterminada)



Opci,n Descripci,n
~ 5 seconds (5 segundos)
10 segundos

Full Screen Logo
(Logotipo de la
pantalla completa)

Activar logo de pantalla completa (opci,n desactivada)

Avisos y errores Esta opci,n hace que el proceso de inicio solamente se pause cuando se detectan advertencias o errores, en lugar
de detener el proceso, realizar una petici,n y esperar la respuesta del usuario.

~  Prompt on Warnings and Errors (Ped@onfrmaci,n ante advertencias y errores): opci,n habilitada de manera
predeterminada
Continuar con avisos

Continue on Warnings and Errors (Continuar ante advertencias y errores)

Sign of Life La opci,n "Enable Sign of Life Keyboard Backlight Indicatione (Habilitar indicaci,n de retroiluminaci,n del teclado
Indication ante signos de actividad) est, seleccionada de manera predeterminada

(Indicaci,n de signos

de actividad)

Opciones de la pantalla Virtualization support
(Compatibilidad con virtualizacien)

Opci,n Descripci,n
Virtualizacien Permite habilitar o deshabilitar la funci,n Intel Virtualization Technology.

Enable Intel Virtualization Technology (Habilitar tecnologea de virtualizaci,n Intel): esta opci,n est, activada de
manera predeterminada.

VT para E/S directa Activa o desactiva el uso por parte del monitor de m,quina virtual (VMM) de otras funciones de hardware
adicionales proporcionadas por la tecnologea mt&lirtualization para E/S directa.

Enable VT for Direct I/O (Activar tecnologea de virtualizaci,n para E/S directa): esta opci,n est, activada de forma
predeterminada.

Opciones de la pantalla Wireless (Inalfmbrico)

Opci,n Descripci,n

Interruptor de Esta opci,n determina qu... dispositivos inal,mbricos pueden controlarse con el interruptor inal,mbrico.

conexi,n inal,mbrica _ . . .
WWAN: opci,h habilitada de manera predeterminada

WLAN: opci,n habilitada de manera predeterminada
Bluetooth: opci,n habilitada de manera predeterminada
" GPS (on WWAN Module) (GPS [en m,dulo WWAN]): opci,n habilitada de manera predeterminada

Activar dispositivo  Permite activar o desactivar los dispositivos inal,mbricos internos:

inalfmbrico
~  WLAN

Bluetooth
~ WWAN/GPS



Opci,n

Descripci,n
Todas las opciones est,n activadas de forma predeterminada.

Opciones de la pantalla Maintenance (Mantenimiento)

Opci,n
Etiqueta de servicio

Etiqueta de recurso
BIOS Downgrade

Data Wipe

BIOS Recovery

Descripci,n
Muestra la etiqueta de servicio del equipo.

Permite crear una etiqueta de inventario del sistema si todavea no hay una etiqueta de invedggfinda.De forma
predeterminada, esta opci,n no estdefnida.

Este campo controla la actualizaci,n dgirmware del sistema a las revisiones anteriores. La opci,n "Allow BIOS
downgrade" (Permitir cambiar a la versi,n anterior del BIOS) est, activada de forma predeterminada.

Este campo permite a los usuarios eliminar de forma segura los datos de todos los dispositivos de almacenamiento
interno. La opci,n "Wipe on Next boot" (Borrar en el inicio siguiente) no est, activada de forma predeterminada. A
continuaci,n se muestra una lista de los dispositivos afectados:

" HDD/SSD SATA interno
" SDD SATA M.2 interno
" SSD PCle M.2 interno
~  Internal eMMC

Esta opci,n permite al usuario realizar una recuperaci,n de ciertas condiciones de BIOS datado a partir de los
archivos de recuperaci,n en la unidad de disco duro principal del usuario o en una clave USB externa.

BIOS Recovery from Hard Drive (Recuperaci,n del BIOS de la unidad de disco duro): activada de forma
predeterminada.

Autorrecuperaci,n de BIOS

Opciones de la pantalla System logs (Registros del

sistema)

Opci,n
BIOS Events
Eventos tfrmicos

Eventos de
alimentacien

Descripci,n
Permite ver y borrar eventos de la POST del programadn f guraci,n del sistema (BIOS).
Le permite ver y borrar eventos (t...rmicos) dedanfguraci,n del sistema.

Le permite ver y borrar eventos (de alimentaci,n) de leonfguraci,n del sistema.

Resolucien del sistema SupportAssist

Opci,n

Auto OS Recovery
Threshold

Descripci,n

La opci,n Auto OS Recovery Threshold (Umbral de recuperaci,n autom,tica del sistema operativo) permite
controlar elfujode inicio autom,tico de la consola de resoluci,n del sistema SupportAssist y la herramienta de
recuperaci,n del sistema operativo de Dell.

Desactivado
A
2 (valor predeterminado)



Opci,n Descripci,n
~ 3

Resolucien del sistema de SupportAssist

Opci,n Descripci,n

Auto OS Recovery La opci,n de confguraci,n Auto OS Recovery Threshold (Umbral de recuperaci,n autom,tica del sistema
Threshold operativo) controla etfujode inicio autom,tico de la consola de resoluci,n del sistema SupportAssist y de la
herramienta de recuperaci,n de sistema operativo de Dell.

Desactivado
A

2 (valor predeterminado)
© 3

Actualizacien de BIOS en Windows

Se recomienda actualizar el BIQ€onfguraci,n del sistema) si se sustituye la placa base o si hay una actualizaci,n disponible. Para laptops,
aseg%orese de que la baterea de su computadora est... totalmente cargada y conectada a una toma de corriente.

®

NOTA: Si BitLocker estt activado, se debe estar suspendido antes de la actualizacien de BIOS del sistema y, a continuacien, debe
volver a activarse despufs de que se complete la actualizacien de BIOS.

1 Reinicie la computadora.
Vaya aDell.com/support .

Escriba laService Tag (etiqueta de servicio) o Express Service Code (cedigo de servicio rtpido)y haga clic erSubmit
(enviar).

Haga clic erDetect Product (Detectar producto) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
3 Sino puede detectar o encontrar la etiqueta de servicio, haga clicGiroose from all products (Elegir entre todos los productos).
4  Elija la categoreRroducts (Productos) de la lista.

@| NOTA: Seleccione la categorta adecuada para llegar a la ptgina del producto.
5 Seleccione el modelo del equipo y aparecer, la p,gPduct Support (Soporte tfcnico del producto) de su equipo.
6 Haga clic enGet drivers (Obtener controladores) y enDrivers and Downloads (Controladores y descargas)
Se abre la secci,n de controladores y descargas.
7 Haga clic erBuscarlo yo mismo
8 Haga clic erBIOS para ver las versiones del BIOS.
9 Identifquela %oltima versi,n de archivo BIOS y haga clicownload (Descargar).

10 Seleccione su m...todo de descarga preferido en la venRlease select your download method below (Seleccione el mftodo de
descarga a continuacien) y haga clic erDownload File (Descargar archivo)

Aparecer, la ventanaFile Download (Descarga de archivos)

11 Haga clic enSave (Guardar) para guardar el archivo en su equipo.

12 Haga clic erRun (ejecutar) para instalar lagonfguracionedel BIOS actualizado en su equipo.
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

(O | NOTA: Se recomienda no actualizar la versien del BIOS a mis de tres revisiones. Por ejemplo, si desea actualizar el BIOS desde
1.0 a 7.0, instale la versien 4.0 en primer lugar y, a continuacien, instale la versien 7.0 .



Actualizacien del BIOS del sistema mediante una
unidad (EasHJSB

Si el sistema no se puede cargar en Windows pero a%on existe la necesidad de actualizar el BIOS, descargue el archivo del BIOS mediante
otro sistema y gu,rdelo en una unidatashUSB de arranque.

() | NOTA: Tendrt que usar una unidadEasHJSB de inicio. Consulte el siguiente arttculo para obtener m¥s detallestip:/
www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN143196/how-to-create-a-bootable-usb-Eash-drive-using-dell-diagnostic-
deployment-package--dddp-

Descargue el archivo .EXE de actualizaci,n del BIOS en otro sistema.

Copie el archivo, por ejemplo O9010A12.EXE, en la unideth USB de inicio.

Inserte la unidadash USB en el sistema que requiere la actualizaci,n del BIOS.

Reinicie el sistema y presione F12 cuando aparezca el logotipo de presentaci,n de Dell para visualizar el men%o. de inicio %onico.

Mediante las teclas deecha,seleccioneUSB Storage Device (Dispositivo de almacenamiento USBY haga clic en "Return”
(Entrar).

El sistema se iniciar, en un ssmbolo de cuadro de di,logo C:\>.
7 Ejecute el archivo al escribir el nombre de archivo completo, por ejemplo O9010A12.exe, y presione la tecla "Return" (Entrar).

8 Se cargar, la utilidad de actualizaci,n del BIOS. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
BIOS Update Utility

a b WO DN P
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Thiz utility will update the system BIOS and lirmware. During the
update procedure, your system will restart. Do not interrupt this
procedure once it begins. Do not discoanect the AC power zource (if you
are updating a mobile computer, conmect the AC power adapter).
Interruption of the BIOSAFirmware wpdate procedure will likely reander
your system unusable.

Do you wizsh to continwe (ysmd7? y

= Copyright 2 811 Dell Inc. All Rig

Figura 4. Pantalla de actualizacien de BIOS de DOS

Contrase€a del sistema y decon...guracien

Puede crear una contraseta del sistema y una contrasetacdefguraci,n para proteger su equipo.

Tipo de Descripci,n
contraseta

System Password  Es la contraseta que debe introducir para iniciar sesi,n en el sistema.

Setup password Es la contraseta que debe introducir para acceder y realizar cambioscarigiguraci,n de BIOS del equipo.
(Contraseta de
confguraci,n)

Las funciones de contrase€a ofrecen un nivel btsico de seguridad para los datos del equipo.


http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-drive-using-dell-diagnostic-deployment-package--dddp-
http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-drive-using-dell-diagnostic-deployment-package--dddp-
http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-drive-using-dell-diagnostic-deployment-package--dddp-

Cualquier persona puede tener acceso a los datos almacenados en el equipo si no se bloquea y se deja
desprotegido.

©) | NOTA: La funcien de contrase€a del sistema y decon...guracienest} deshabilitada.

Asignacien de contrase€a del sistema y decon...guracien

Puede asignar una nueveontrase€a del sistemasolo cuando el estado se encuentra &iot Set (No establecido) .

Para acceder a System SetuConfguraci,n del sistema), presione <F2> inmediatamente despu...s del encendido o el reinicio.

1 En la pantallé8ystem BIOS (BIOS del sistema)o System Setup (Con...guraciendel sistema), seleccioneSecurity (Seguridad) y
presione <Intro>.

Aparece la pantall8ecurity (Seguridad).

2  SeleccioneSystem Password (Contrase€a del sistema)y cree una contraseta en el camgenter the new password (Introduzca la
nueva contrase€a).
Utilice las siguientes pautas para asignar la contraseta del sistema:

~ Una contraseta puede tener hasta 32 caracteres.

La contraseta puede contener n%.meros del 0 al 9.

Solo se permiten letras en min%osculas. Las may%osculas no est,n permitidas.

Solo se permiten los siguientes caracteres especiales: espacio, (¢), ), (.), (), (), ), (), (D, OV, @), (-)-

3 Introduzca la contraseta del sistema q@specif c, anteriormente en el camp&on...rnmew password (Con...rmamueva
contrase€a) y haga clic efOK (Aceptar).

4  Presione Esc y aparecer, un mensaje para que guarde los cambios.
5 Presione Y para guardar los cambios.

El equipo se reiniciar,.

Eliminacien 0 modi...caciende una contrase€a del sistema o de
con...guracienexistente

Aseg%orese de quRassword Status (Estado de la contraseta ) est... Unlocked (Desblogueado) en System S&apfguraci,n del
sistema), antes de intentar eliminarmodif carla contraseta del sistema o dmnfguraci,n existente. No se puede eliminar miodif car
una contraseta existente del sistema o denfguraci,n siPassword Status (Estado de la contraseta) est, en Locked (Bloqueado).
Para acceder a I&€onfguraci,n del sistema, presione F2 inmediatamente despu...s del encendido o el reinicio.

1 En la pantallé8ystem BIOS (BIOS del sistema)o System Setup (Con...guraciendel sistema), seleccioneSystem Security
(Seguridad del sistema)y presione Intro.

Aparecer, la ventanaSystem Security (Seguridad del sistema).

2 Enla pantall®8ystem Security (Seguridad del sistema), compruebe que la opci,/Password Status (Estado de la contrase€a)est,
en modoUnlocked (Desbloqueado)

3  SeleccioneSystem Password (Contrase€a del sistema) modifqueo elimine la contraseta del sistema existente y presione Intro o
Tab.

4  SeleccioneSetup Password (Contrase€a decon...guracien) modifqueo elimine la contraseta deonfguraci,n existente y presione
Intro o Tab.

®| NOTA: Si cambia la contrase€a del sistema o deon...guracien,introduzca la nueva contrase€a cuando se lo soliciten. Si
elimina la contrase€a del sistema o decon...guracien,con...rmda eliminacien cuando se lo soliciten.

5 Presione Esc y aparecer, un mensaje para que guarde los cambios.
6 Presione "Y" para guardar los cambios y salir de System S€@gnfguraci,n del sistema).
El equipo se reiniciar,,.



Software

En este capetulo se detallan los sistemas operativos compatibles junto con las instrucciones sobre ¢,mo instalar los controladores.

Temas:

Confguracionegle sistemas operativos
Descarga de controladores

Con...guracionesle sistemas operativos

En este tema, se enumeran los sistemas operativos compatibles

Tabla 20. Sistemas operativos

Windows 10 ~  Microsoft Windows 10 Home (64 bits)

~  Microsoft Windows10 Professional (64 bits)

~ Microsoft Windows 10 National Academic de 64 biisfcinade ofertas)
Otros ~ Ubuntu 16.04 LTS (64 bits)

~  NeoKylin 6.0 (64 bits)

Descarga de controladores

1 Encienda sicomputadora port,til
Vaya aDell.com/support .
3 Haga clic erSoporte de producto, introduzca la etiqueta de servicio de sstomputadora port,tily haga clic erEnviar.

®

N

NOTA: Si no tiene la etiqueta de servicio, utilice la funcien de deteccien automitica o busque de forma manual el
modelo de sucomputadora portitil.

Haga clic erDrivers and Downloads (Controladores y descargas)

Seleccione el sistema operativo instalado encamputadora port,il.

Despl,cese hacia abajo en la p,gina y seleccione el controlador que desea instalar.

Haga clic erDownload File (Descargar archivo)para descargar el controlador para smmputadora port,til.

Despu...s dgnalizarla descarga, vaya a la carpeta donde guard, el archivo del controlador.

Haga clic dos veces en el icono del archivo del controlador y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

© 00 N O 0o b

Driver del conjunto de chips

El driver del conjunto de chips ayuda al sistemalantif carlos componentes e instalar los drivers necesarios de manera precisa.

Compruebe que el conjunto de chips se haya instalado en el sistema mediante la comprobaci,n de las siguientes controladoras. Muchos de
los dispositivos comunes pueden verse en la secci,n Other Devices (Otros dispositivos) si no hay drivers instalados. Los dispositivos
desconocidos desaparecen una vez que instala el driver del conjunto de chips.

Aseg%orese de instalar los siguientes controladores (es posible que algunos de ellos ya existan de manera predeterminada).

Driver defltro de eventos Intel HID



Driver de la plataforma din,mica y t...rmica Framework de Intel
Driver de E/S de serie Intel

Motor de administraci,n

Tarjeta de memoria Realtek PCI-E

Controlador de E/S de serie

Compruebe si est,n instalados los drivers de la almohadilla de contacto, la c,mara infrarroja y el teclado.

v Human Interface Devices
Converted Portable Device Control device
HID-compliant consumer control device
HID-compliant device
HID-compliant system controller
HID-compliant touch pad
HID-compliant touch screen
HID-compliant vendor-defined device
HID-compliant vendor-defined device
HID-compliant vendor-defined device
HID-compliant vendor-defined device
HID-compliant wireless radio controls
12C HID Device
Intel(R) HID Event Filter
Microsoft Input Configuration Device
Portable Device Control device
USB Input Device

v Keyboards
HID Keyboard Device
Standard PS/2 Keyboard

Figura 5. Controlador de E/S de serie

DriverDriver de la controladora degrt...cos

Compruebe si el driver de la controladora de,f cos ya est, instalado en la computadora.

Tabla 21. Driver de la controladora degri...cos

Antes de la instalaci,n Despu...s de la instalaci,n

v [ Display adapters v m Display adapters
Rad k) 530
Fal Radeon (TM) B8 Intel(R) UHD Graphics 620
E4l Radeon (TM) 530

Software
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Drivers de USB

Compruebe si los drivers de USB ya est,n instalados en la computadora.

v @ Universal Serial Bus controllers
i Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft)
§ Realtek USB 2.0 Card Reader
§ UCSI USB Connector Manager
i USB Composite Device
§ USB Root Hub (USB 3.0)

Audio Realtek

Compruebe si los drivers de audio ya est,n instalados en la computadora.

Tabla 22. Audio Realtek

Antes de la instalaci,n Despu...s de la instalaci,n
v iy Sound, video and game controllers v iy Sound, video and game controllers
i IntelR) Display Audio i Intel(R) Display Audio

i Realtek Audio

Drivers ATA de serie

Instale el driver de Intel Rapid Storage m,s reciente para obtener el mejor rendimiento. No se recomiendan los drivers de almacenamiento
predeterminados de Windows. Compruebe si los drivers ATA de serie predeterminados est,n instalados en la computadora.

v S Storage controllers
9.'- Intel(R) Chipset SATA/PCle RST Premium Controller
S Microsoft Storage Spaces Controller

Drivers de seguridad

En esta secci,n, se enumeran los dispositivos de seguridad en el Administrador de dispositivos.

Drivers de dispositivos de seguridad

Compruebe si los drivers del dispositivo de seguridad est,n instalados en la computadora.



v |9 Security devices
07 Trusted Platform Module 2.0
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Solucien de problemas

Error del reloj en tiempo real

La funci,n de restablecimiento del reloj en tiempo real (RTC) le permite a usted o al t...cnico de servicio recuperar los sistemas del modelo
lanzado recientemente Dell Latitude y Precision determinadas situacioneSiddPOST/Sin inicio/Sin alimentacien . Puede iniciar el
restablecimiento del RTC en el sistema desde el estado apagado solo si est, conectado a una fuente de alimentaci,n de CA. Mantenga
pulsado el bot,n de encendido durante 25 segundos. El sistema de restablecimiento del RTC se produce luego de soltar el bot,n de
encendido.

(| NOTA: Si la fuente de alimentacien de CA est} desconectada del sistema durante el proceso o el boten de encendido se mantiene
presionado durante mis de 40 segundos, se interrumpe el proceso de restablecimiento del RTC.

El restablecimiento del RTC restablecer, el BIOS a los valores predeterminados, desabastecer a Intel vPro y restablecer la fecha y hora del
sistema. Los siguientes elementos no resultan afectados por el restablecimiento del RTC:

Etiqueta de servicio

Etiqueta de recurso
Ownership Tag

Contraseta de administrador

Contraseta del sistema

" HDD Password

Bases de datos de claves
Registros del sistema

Los siguientes elementos pueden o no restablecerse en funci,n de sus selecciones denlfguraci,n personalizada del BIOS:

Lista de arranque

" "Enable Legacy OROM" (activar OROM heredadas)
Secure Boot Enable
Permitir degradaci,n del BIOS

Diagnestico de evaluaciesn mejorada del sistema previa
al inicio (ePSA) de Dell 3.0

Puede invocar los diagn,sticos de ePSA al efectuar uno de los pasos siguientes:

Presione la tecla F12 cuando se inicia el sistema y elija la opiagnostics (Diagn,sticos).
Presione Fn+PWR cuando se inicia el sistema.

Para obtener m,s detalles, consult®ell EPSA Diagnostic 3.0
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